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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
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SU RFACE M OU N TI NG  TECH N OLOGY –  

 
Part 4:  Classi fication,  packagi ng,  

label l in g  an d  han dl i ng  of m oisture  sensiti ve  devices  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cations,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  comm i ttees;  any I EC National  Comm i ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.  

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.  

8)  Attention  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Attention  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts .  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC  61 760-4  has  been  prepared  by I EC  techn ical  comm ittee  91 :  
E lectron ics  assembly technology.  

The text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

91 /1 244FDIS  91 /1 259/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC 61 760,  publ ished  under the  general  t i tl e  Surface mounting 
technology,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  
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The committee  has  decided  that  the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IM PORTAN T – Th e 'col ou r in si de'  l ogo on  th e  cover page  of th i s  pu bl i cati on  in d i cates  
th at  i t  con tain s  colou rs  wh ich  are  con si dered  to  be  u sefu l  for th e  correct 
u n derstan d in g  of i ts  con ten ts.  U sers  sh ou ld  th erefore prin t th i s  d ocu men t u si n g  a  
col ou r prin ter.  
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INTRODUCTION  

Due to  the  h i gher temperature  profi les  of reflow soldering  processes  us ing  ti n -s i l ver-copper 
a l l oys  or other l ead-free  solder a l l oys  wi th  h i gher mel ti ng  temperatures  than  Sn-Pb eu tectic  
solder,  the  sens i ti vi ty of components  against soldering  heat,  when  being  exposed  to  moisture  
before  soldering ,  becomes  an  i ncreas ing l y important factor.  

The  currentl y existing  standards  describ ing  the  moistu re  sensi ti vi ty cl assi fication  of devices  
are  appl icable  for plastic  encapsu lated  sem iconductors  and  s im i lar sol i d  s tate  packages  (e. g .  
I EC 60749-20),  bu t  not for other types  of components .  

Th is  part of I EC  61 760  a l so  extends  the  class i fication  and  packag ing  methods  as  described  i n  
J -STD-020  and  J -STD-033.  I t  i s  i n tended  to  be  used  for such  type  of components,  where  
J -STD-020  and  J -STD-033  are  not requ i red  or not  appropriate.  
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SU RFACE M OU N TI N G  TECH N OLOGY –  
 

Part 4:  Classi fication,  packagi ng,  
label l ing  an d  han dl i ng  of m oisture  sensiti ve  devices  

 
 
 

1  Scope 

This  part  of I EC  61 760  speci fies  the  class i fication  of moistu re  sens i ti ve  devices  in to  moisture  
sens i ti vi ty levels  re lated  to  so ldering  heat,  and  provis ions  for packag ing ,  l abel l ing  and  
hand l i ng .  

Th is  part of I EC  61 760  extends  the  class i fication  and  packag ing  methods  to  such  componen ts,  
where  curren tl y existi ng  standards  are  not requ ired  or not appropriate.  For such  cases  th is  
standard  in troduces  add i tional  moisture  sens i ti vi ty l evels  and  an  a l ternative  method  for 
packag ing .  

Th is  standard  appl ies  to  devices  i n tended  for reflow soldering ,  l ike  surface  mount devices,  
i nclud ing  speci fic  through-hole  devices  (where  the  device  suppl ier has  speci fical l y 
documented  support for reflow soldering),  bu t not  to  

•  sem iconductor devices,  

•  devices  for fl ow (wave)  so ldering .  

NOTE  Background  of th i s  s tandard  and  i ts  relati on  to  currentl y exi sti ng  standards,  e . g .  I EC  60749-20  or J -STD-
020  and  J -STD-033,  are  descri bed  i n  the  I NTRODUCTION .  

2  N ormati ve referen ces  

The fo l l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl i es .  For 
undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60068-1 ,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance  

I EC 60749-20,  Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 20: 
Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering 
heat 

I EC 61 340-5-1 ,  Electrostatics – Part 5-1 :  Protection  of electronic devices from electrostatic 
phenomena – General requirements 

IEC 61 760-2,  Surface mounting technology – Part 2:  Transportation  and storage conditions 
of surface mounting devices (SMD)  – Application guide 

IPC/JEDEC J -STD-020D. 1 ,  March 2008,  Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Non-
hermetic Solid State  Surface Mount Devices 

3 Terms an d  defi n i ti ons  

For the  purposes  of th is  document,  the  fo l l owing  terms  and  defin i ti ons  apply.  
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3. 1   
moi stu re  sen si tive  devi ce  
M SD 
device,  where  du ring  soldering  the  evaporation  of absorbed  moisture  is  l i ke l y to  deteriorate  i ts  
e lectrical  or mechan ica l  performance compared  to  what i s  g iven  in  the  re levan t speci fication  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 2   
moi stu re sen si ti vi ty l evel  
M SL 
rati ng  ind icati ng  a  device’s  susceptib i l i ty to  damage due  to  absorbed  moisture  when  subj ected  
to  reflow soldering  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 3   
moi stu re barri er bag  
M BB 
bag  designed  to  restrict  the  transm ission  of water vapour and  used  to  pack moisture  sensi ti ve  
devices  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 4   
man u factu rer’ s  exposu re tim e  
M ET 
maximum  time  after baking  that  the  component manufacturer requ ires  to  process  components  
prior to  seal ing  of the  bag  

Note  1  to  en try:  The  manufacturer’ s  exposure  time  a l so  i ncl udes  the  maximum  time  al l owed  at  the  d i stri bu tor i n  
order to  keep  the  bag  open  to  spl i t  up  i ts  conten t i n to  smal l er sh ipments .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 5   
fl oor l i fe  
al l owable  time for a  device  or sem i-fi n ished  assembly to  be  exposed  to  normal  room  
envi ronment hum id i ty and  temperatu re  after removal  from  a  moisture  barrier bag  or storage  
chamber and  before  a  solder reflow process  

3. 6   
sh elf l i fe  
recommendation  of time that products  can  be  s tored  in  the  ori g inal  packag ing ,  during  wh ich  
the  defined  qual i ty of the  goods  remains  acceptable  under speci fi ed  cond i tions  of 
transportation ,  s torage  and  hand l ing  

3. 7   
active  d esi ccan t  

absorben t materia l  used  to  main tain  a  l ow re lati ve  hum id i ty  

3. 8   
un i t  of desi ccan t  
amount of acti ve  des iccant that wi l l  absorb  a  m in imum  of 2 , 85  g  of water vapour at  25  °C  and  
a  re lative  hum id i ty of 20  %  wi th in  24  h  

3. 9   
moi stu re in d icati n g  desiccan t  
desiccant whose  colour (hue)  changes  perceptib l y,  when  a  certa in  re lati ve  hum id i ty i s  
exceeded  
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Note  1  to  en try:  Typical l y a  col ou r change  d ue  to  a  moistu re  i nd icati ng  des iccant i s  from  b l ue  to  p i nk,  when  the  
change  from  dry state  to  wet state  i s  detected .  

3. 1 0   
h u mi di ty in d i cator card  
H I C  
card  on  wh ich  a  moisture  sensi ti ve  chem ical  i s  pri n ted  such  that i t  changes  colour from  dry to  
wet when  the  i nd icated  re lative  hum id i ty i s  exceeded  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

3. 1 1   
water vapou r tran sm ission  rate  
WVTR 
measure  of the  permeabi l i ty of a  p l astic  fi lm  material  to  moisture,  used  to  speci fy a  moistu re  
barrier bag  for d ry packing  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on ly.  

4 General  i nformati on  

4. 1  M oistu re sen si ti ve  d evi ces  

Certain  materials ,  p l asti c pol ymers  and  fi l l ers  are  hygroscopic  and  can  absorb  moisture  
dependen t on  time  and  the  storage  envi ronment.  Absorbed  moisture  wi l l  vaporize  during  rapid  
heating  i n  the  solder reflow process,  generating  

•  pressure  i n  the  materia l ,  

•  deformation ,  

•  swel l ing ,  

•  de lam ination ,  

•  cracking ,  

•  degradation  of i nner connection .  

The  penetration  of moisture  i n to  the  absorbing  materia l  i s  general l y caused  through  exposure  
to  the  ambien t a i r.  Moisture  absorption  or moisture  penetrati ng  i n to  cavi ti es  can  lead  to  
moistu re  concentrations  i n  the  device  wh ich  are  h igh  enough  to  cause  cracking  and/or 
delam ination  to  the  device  during  the  soldering  process  (e. g .  “popcorn  phenomenon”),  wh ich  
may adversel y affect re l i abi l i ty.  

NOTE  “Popcorn  phenomenon ”:  i n terna l  s tress  causes  the  package  to  bu l ge  and  then  crack wi th  an  aud ib l e  “pop” .  

Moistu re  can  also  i n fl uence the  bond ing  strength  of adhes ives,  seal i ngs,  encapsu lants ,  
p lastics  wi th  galvan ic  coating ,  e tc.  

Moistu re  exposure  also  can  i nduce  the  transport  of i on ic contam inations  i n to  the  device,  
thereby i ncreasing  the  potentia l  for ci rcu i t fa i l u re  due  to  corros ion .  

Hence i t  i s  necessary to  d ry moisture-sens i ti ve  devices,  to  seal  them  i n  a  moistu re  barrier bag  
and  on l y to  remove them  immed iatel y prior to  soldering  onto  the  PCB.  The  perm iss ib le  time 
from  the  open ing  of the  moistu re  barrier bag  unti l  the  fi nal  so ldering  process  that a  device  can  
remain  unprotected  i n  an  environment wi th  a  l evel  of hum id i ty approximating  to  real -world  
cond i ti ons  (e. g .  30  °C/60  %  RH)  is  a  measure  of the  sens i ti vi ty of the  device  to  ambient  
hum id i ty.  Th is  amount of time i s  ca l led  fl oor l i fe.  
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4. 2  M oistu re sen si ti vi ty level  (M SL)  

The moisture  sensi ti vi ty l evel  (MSL)  i s  determ ined  at  the  class i fication  temperature,  wh ich  is  
set above practical  soldering  temperatures.  The  actual  soldering  temperature  measured  at the  
top  surface  of the  component therefore  shal l  be  l ess  than  the  class i fication  temperature.  

Packag ing ,  s torage,  floor l i fe  and  pre-treatment of moisture  sensi ti ve  devices  before  be ing  
subj ected  to  reflow soldering  processes  are  i denti fied  by the  MSL (see  Clause  5  and  Table  1 ) .  

The  method  for cl ass i fication  of devices  i n to  MSL i s  described  i n  C lause  6.  

4. 3  Rel ation  to  oth er en vi ron men tal  test meth od s  (h u mi di ty tests)  

I n  hum id i ty tests,  e . g .  as  i n  I EC 60068-2-78,  devices  are  tested  as  they are  (unmounted)  or i n  
mounted  cond i tion ,  e. g .  so ldered  to  a  test board .  These  tests  detect the  i n fl uence of adsorbed  
or absorbed  moisture  to  the  performance  of the  device ,  e . g .  e lectrica l  characteristics,  
corrosion  effects ,  bu t  cannot detect the  i n fluence of absorbed  moisture  to  the  sensi ti vi ty 
against heat stresses  of the  soldering  processes.  

The  target of the  test method  described  in  th is  s tandard  is  to  test the  resistance  of devices  
against  the  soldering  heat i n  combination  wi th  the  hum id i ty l oad  as  precond i ti on ing  process.  

Other effects  of hum id i ty,  l i ke  detoriation  of e l ectrical  characteristics  or i solation  properties,  
are  not covered  by th is  s tandard  and  need  to  be  tested  separate l y.  

5 Assessment of moi sture sen si ti vi ty 

5. 1  Iden ti ficati on  of n on  m oistu re  sen si tive  d evi ces  

Non  moistu re  sens i ti ve  devices  shal l  be  i denti fi ed  by anal ys is  of design  and  materia ls  of 
devices  depend ing  on  whether they can  absorb  hum id i ty,  or hum id i ty can  penetrate  i n to  
cavi ties.  I f the  materia ls  apparen tl y do  not absorb  hum id i ty,  the  devices  may be  declared  by 
the  manufacturer as  non  moistu re  sens i ti ve.  

Such  non  moisture  sens i ti ve  devices  shal l  be  designated  as  level  “N ” .  There  are  no  
requ i rements  for non  moisture  sens i ti ve  devices.  

5. 2  Cl assifi cation  

The procedure  to  cl assi fy moisture  sens i ti ve  devices  i n to  MSL  i s  described  i n  C lause  6 .  The  
devices  are  classi fied  at the  appropriate  class i fication  temperature  sel ected  from  Table  3  and  
Table  4 .  

The  recommended  procedure  i s  to  start  testi ng  at  the  lowest moisture  sensi ti vi ty l evel ,  wh ich  
the  evaluation  package  i s  reasonabl y expected  to  pass  (based  on  knowledge  of other s im i lar 
evaluation  packages) .  

I f suppl ier and  user agree,  components  can  be  classi fi ed  at temperatures  other than  those  in  
Table  4 .  

I f the  cond i tions  in  Table  1  and /or Table  2  are  not su i table  for a  speci fic  product,  other 
cond i ti ons  can  be  appl ied  accord ing  to  the  agreement between  users  and  suppl iers.  
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Tabl e  1  – M oistu re  sen si ti vi ty l evels  

LEVEL Fl oor l i fe  
ti m e 

Fl oor l i fe  
con d i ti on  

(referen ce 
con d i ti on )  

Sh el f l i fe  Protecti ve  packag i n g  Desi c-
can t  

H u m i d i ty 
i n d i cator 

1  a  ≤30  °C/85  %  RH  

1 2  months  
or as  

speci fi ed  
by the  
suppl i er 

No  requ i rement 

2  1  year
 a  ≤30  °C/60  %  RH  

MBB  type  1 b ,   
<60  %  RH  i n  MBB  
no  pre-d ryi ng  

No  Optional  c  

C2a  

4  weeks  ≤30  °C/60  %  RH  

MBB  type  1 b ,   
<30  %  RH  i n  MBB  
 no  pre-d ryi ng  

Yes  Yes  c  

2a  

MBB  type  2
 b ,  

<1 0  %  RH  i n  MBB  

pre-d rying  

C3  

1 68  h  ≤30  °C/60  %  RH  

MBB  type  1 b ,  

<30  %  RH  i n  MBB  

no  pre-d ryi ng  
Yes  Yes  c  

3  

MBB  type  2
 b ,  

<1 0  %  RH  i n  MBB  

pre-d rying  

4  72  h  ≤30  °C/60  %  RH  

MBB  type  2
 b ,  

<1 0  %  RH  i n  MBB  

pre-d rying  

Yes  Yes  c  

5  48  h  ≤30  °C/60  %  RH  

MBB  type  2
 b ,  

 <1 0  %  RH  i n  MBB  

pre-d rying  

Yes  Yes  c  

The  fl oor l i fe  can  be  l onger i f the  envi ronmental  cond i ti ons  are  l ess  severe  than  the  reference  cond i ti on ,  or 
shorter,  i f more  severe.  

Extended  shel f l i fe  can  be  agreed  upon ,  bu t  needs  recalcu l ati on  of the  amount of d esi ccant.  

a  The  sum  of keepi ng  t ime  at  fl oor and  s torage  time  shou l d  not  exceed  the  maximum  storage  peri od  as  
speci fi ed  by the  supp l i er.  

b  The  requ i red  shel f l i fe  and  hum id i ty i n  packed  cond i ti on  shal l  be  assu red  by the  amount  of the  desiccant,  
cal cu lated  by the  use  of WVTR (water vapour transm iss ion  rate)  of the  appl i ed  MBB.  For the  descripti on  of 
MBB  type,  see  Table  5 .  

c  H um id i ty i n d icator can  be  H I C  or moisture  i nd icati ng  des iccan t.   

 

6 Test proced ure  

6. 1  G en eral  

6. 1 . 1  Stru ctu ral l y s im i l ar compon en ts  

Classi fication  may be  performed  for a  group  of s tructu ral l y s im i lar components.  I n formation  
about  structura l  s im i lari ty shal l  be  g i ven  i n  the  re levant speci fication .  

6. 1 . 2  Veri fi cati on  an d  val i dati on  tests  

The re levan t speci fication  shal l  describe  the  m in imum  number of specimens  to  be  tested .  The  
m in imum  number shou ld  be  at  l east 1 1  p ieces.  
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NOTE  A sample  of 1 1  p i eces  tested  wi th  an  acceptance  number zero  represents  a  Lot  Tolerance  Percent 
Defecti ve  (LTPD)  of 20  %  wi th  a  confi dence  l evel  (C. L. )  of 90  % .  See  I SO 2859-1  for fu rther i n formation .  

6. 1 . 3  Sel ection  of appl i cabl e  soak con d ition s  an d  temperatu re  profi l e  

The  soak cond i ti ons  re lated  to  the  MSL shal l  be  selected  from  Table  2 ,  the  appl icable  
temperature  profi l e  for cl assi fication  (F igure  1 )  from  Table  3  and  Table  4.  

6. 2  Dryi n g  

Un less  otherwise  speci fi ed  i n  the  re levant speci fication ,  the  specimen  shal l  be  baked  at  
1 25  °C  ± 5  °C  for at  least 24  h .  

However,  a l ternative  baking  cond i ti ons  can  be  appl i ed ,  when  confi rmed  by the  mass  gain  or 
l oss  anal ys is  as  described  i n  Annex B.  

6. 3  M oi stu re soak 

Table  2  – M oi stu re  soak con d iti on s  

LEVEL Soak ti m e   
h  

Soak con d i ti on  a  Al tern ati ve  

1  (1 68  +5/-0)  (85  ± 2)  °C,  (85  ± 5)  %  RH  (336  +5/-0)  h ;   (85  ± 2)  °C,  (60  ± 5)  %  RH  

2  (1 68  +5/-0)  (85  ± 2)  °C,  (60  ± 5)  %  RH  – 

C2a  

(1 68  +5/-0)  

fo l l owed  by 

(672  +5/-0)  

(85 ± 2) °C,  (30 ± 5) % RH,  

fol lowed by 

(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  RH  

– 

2a  (696  +  5 /-0)  (30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  RH  

C3  

(1 68  +5/-0)  

fol lowed by 

(1 68  +5/-0)  

(85 ±  2) °C,  (30 ±   5) % RH,  

fol lowed by 

(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  RH  

3  (1 92  +5/-0)  (30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  RH  

4  (96  +2/-0)  
(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  RH  

5  (72  +2/-0)  

I n  l evel s  C2a  and  C3,  the  fi rst  s tage  of soak cond i ti on  corresponds  to  shel f l i fe  (≤30  °C,  ≤30  %  RH ,  1  year)  i n  
the  MBB  type  1 .  The  second  stage  of soak cond i ti on  corresponds  to  fl oor l i fe  (see  I EC 60749-20).  

a   Soak cond i ti ons  accord ing  to  I PC/JEDEC J -STD-020D. 1 .  Al ternati ve ly accelerated  equ i va len t  soak  
cond i ti ons  from  Table  5-1  i n  J -STD-020D. 1 : 2008  may be  app l i ed  i n  case  the  acti vation  energy i s  confi rmed  
by the  manufacturer.  
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6. 4  Temperatu re l oad  

6. 4. 1  Cl assifi cation  temperatu re  profi l e  

 

Ke y 

T1  M i n imum  preheati ng  temperatu re  

T2  Maximum  preheati ng  temperature  

T3  L i qu idus  temperatu re  

Tc  C l assi fi cation  temperatu re  

t1  Preheati ng  du rati on  

t2  Time  at  l i qu i dus  

t3  Time  wi th i n  (Tc  – 5  °C)  

t4  Time  to  Tc 

a  The  temperature  g rad ient  of the  i ncreasing  s l ope  shal l  n ot  exceed  3  K/s.  

b  Preheat  area.  

c  The  temperature  g rad ient  of the  decreasing  s l ope  shal l  not  exceed  6  K/s .  

Fi gu re 1  – Cl assi fi cati on  temperatu re  profi l e  

Time 
 

Tc – 5  °C  

T2  

T3  

Tc  

T
e
m
p
e
ra
tu
re
 

T
1
 

t
4
 

t
2
 

t
1
 

t
3
 

a  

b  

c  

IEC  
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Table  3  – Parameters  of th e  cl assi fi cation  tem peratu re profi l e  

Sol d er 
process  

Sn -Pb  
(or eq u i val en t)  

Sn Ag Cu  
(or eq u i val en t)  

T1  1 00  °C  1 50  °C  

T2  1 50  °C  200  °C  

t1  (60 to 1 20) s (60 to 1 20) s  

T3  1 83  °C  21 7  °C  

t2  (60  to  1 50)  s  (60  to  1 50)  s  

t3  20  s  30  s  

Tc  See Tab le  4  

t4  ≤6 min ≤8 min  

 

Tabl e  4 – Cl assi fi cation  temperatu res  Tc  

Sol d er process  Packag e  th i ckn ess  

Cl as si fi cati on  tem peratu re  T
c

 for packag e vol u m e  

<350  m m 3  350  m m 3  to  
2  00 0  m m 3  

>2  000  m m 3  

 mm  °C °C  °C  

SnPb 
or equ i val en t  

<2, 5  235   220   220   

≥2, 5  220   220   220   

SnAgCu  
or equ i val en t  

<1 , 6  260   260   260   

1 , 6  to  2 , 5  260   250   245   

>2, 5  250   245   245   

>2, 5  
p l us  h i gh  thermal  

capaci ty a  
not  appl i cable  230  b  230  b  

a  Th i s  cond i ti on  may be  appl i ed  for devices  wi th  h i gh  thermal  mass,  where  peak package  temperatu re  does  
not  reach  245  °C  when  sol dered  wi th  a  profi l e  typical  to  sol dering  processes  us ing  SnAgCu  a l l oy sol der,  or 
for very temperature  sensi ti ve  devices.  The  peak package  temperature  i s  measured  at  the  device  su rface  or 
any other poin t  speci fi ed  i n  the  relevant speci fi cation .  

b  Τc  measured  at  the  device  term inal  or sol der j o i n t  shal l  ach i eve  the  m in imum  temperatu re  and  time  needed  
for a  speci fi c  sol der a l l oy to  form  a  sol der j oi n t.  

 

6. 4. 2  Cl assi fi cation  temperatu re profi l e  for speci al  d evi ces  

When  the  class i fication  temperature  profi l es  of Table  3  and  Table  4  are  not appl icable  to  a  
device  (e. g .  components  wi th  h igh  thermal  mass  and /or thermal  sensi ti vi ty) ,  other profi les  may 
be  speci fi ed  i n  the  re levant speci fication  accord ing  to  the  agreement between  user and  
suppl ier.  For reference  see  also  I EC  60068-2-58: 2004,  Table  7 .  

6. 5  Recovery 

The specimen  shal l  be  s tored  under the  standard  atmospheric cond i tions  for measurements  
and  test as  g i ven  i n  I EC 60068-1 ,  (1 5  to  35)  °C,  (25  to  75)  %  RH  for the  time  g iven  i n  the  
re levant speci fication .  

6. 6  Fin al  m easu rem en ts  

6. 6. 1  Req u i rem en ts  

A component i s  cons idered  to  pass  that l evel  of moisture  sensi ti vi ty i f i t  passes  the  
requ i rements  of 6 . 6 . 2  and  6. 6 .3 ,  and  i f requ ired ,  the  non-destructi ve  i nspection  of 6. 6. 4.  
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6. 6. 2  Vi su al  i n spection  

Visual  i nspection  shal l  be  performed  after the  test.  Specia l  a ttention  shal l  be  paid  to  external  
cracks  and  swel l ing  wh ich  wi l l  be  l ooked  for under a  magn i fication  of 40× .  

A device  shal l  be  considered  as  fa i lu re  i f i t  exh ib i ts  any of the  fol l owing :  

a)  external  crack vis ib le  us ing  40×  optical  m icroscope;  

b)  i n ternal  crack or delam ination  that  i n tersects  i n ternal  connections;  

c)  i n ternal  crack or de lam ination  extend ing  from  any term inal  to  any other i n ternal  e lement 
re levant  for the  function  of the  device;  

d )  i n ternal  crack or delam ination  extend ing  more  than  2/3  the  d istance  from  any i n ternal  
e lement re levant  for the  function  of the  device  to  the  ou ts ide  of the  package;  

e)  changes  i n  package body fl atness  caused  by warpage,  swel l i ng  or bu lg ing  i nvis ib le  to  the  
naked  eye;  

f)  d imensions  out of speci fication .  

Hot temperature  warpage  may be  speci fi ed  for mu l ti -pin  devices.  I f parts  meet i n  hot  cond i ti on  
co-planari ty and  standoff d imensions  as  speci fied  at  room  temperatu re,  they shal l  be 
cons idered  passing .  

The  re levant  speci fication  may prescribe  add i tional  i nspection  cri teria.  

I f i n ternal  cracks  are  detected  by non-destructi ve  i nspection  i n  6 . 6. 4,  they are  cons idered  a  
fai l u re  or veri fi ed  good  using  pol ished  cross  sections  through  the  identi fi ed  s i te.  

For packages  known  to  be  sensi ti ve  to  vertical  cracks,  i t  i s  recommended  that  pol ished  cross  
sections  be  used  to  confi rm  the  nonexistence  of near vertica l  cracks  wi th in  the  mou ld  
compound  or encapsu lan t.  

6. 6. 3  El ectri cal  m easu rem en ts  

Electrical  measurements  on  a l l  devices  shal l  be  performed  as  requ ired  by the  re levant 
speci fication ,  e . g .  datasheet,  detai l  speci fications,  etc. .  

6. 6. 4  N on -d estru ctive  i n spection  (i f req u i red)  

I f requ i red  by the  re levant speci fication ,  non-destructi ve  i nspection  (e. g .  x-ray computed  
tomography,  scann ing  acoustic m icroscopy,  etc. )  shal l  be  performed .  

6. 7  Cl assifi cation  

I f one  or more  devices  i n  the  test sample  fa i l  at  fi na l  measurements,  the  package shal l  be  
cons idered  not  to  have  passed  the  tested  l evel .  

I f a  device  does  not  pass  l evel  5,  i t  i s  class i fied  as  extremely moisture  sensi ti ve  and  dry pack 
wi l l  not provide  adequate  protection .  I f such  devices  are  sh ipped ,  the  customer shal l  be  
advised  of i ts  cl assi fication .  The  suppl ier sha l l  a l so  i nclude  a  warn ing  label  wi th  the  devices  
ind icati ng  that those  e i ther shal l  be  socket mounted ,  or baked  dry wi th in  a  t ime  g iven  on  the  
label  before  reflow soldering .  

6. 8  In form ati on  to  be  g i ven  i n  th e  rel evan t specifi cation  

The fo l l owing  detai ls  sha l l  be  speci fied  i n  the  re levant speci fication :  

a)  MSL  and  class i fication  temperature  profi l e;  
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b)  reject cri teria,  i nclud ing  non-destructi ve  inspection  cri teria,  i n  add i tion  to  those  in  6 . 6 . 2  
through  6 . 6 . 4 ;  

c)  any precond i tion ing  requ i rements  d i fferent to  those  g i ven  i n  6 . 2  and  6 . 3 .  

7 Req ui rements  to  packagi ng  and  l abel l i ng  

7. 1  Packag i n g  process  

7. 1 . 1  Dryi n g  of M SDs  an d  carri er materi al s  before  bein g  seal ed  i n  M BBs  

7. 1 . 1 . 1  Req u i rem en ts  – Level s  2,  C2a an d  C3  

Packing  of the  MSDs  i n to  MBBs  shal l  be  carried  ou t under environmental  cond i ti ons  below 
30  °C/60  %  RH ,  wi th in  one  week after mou ld ing ,  burn -i n ,  baking  or other heating  process.  

MET is  not speci fied .  

MBBs  may be  opened  for a  short  period  of time,  e. g  l ess  than  1  h ,  and  re-closed  provided ,  i f 
present,  that the  H IC  i nd icates  a  hum id i ty of l ess  than  30  %  RH  and  provided  that the  
des iccant  i s  replaced  wi th  fresh  desiccan t.  When  the  MBB  is  next opened ,  as  l ong  as  the  H IC  
i nd icates  below 30  %  RH ,  the  duration  time  of the  previous  MBB’s  open ing  may be  
d isregarded .  Thus,  i f the  H IC  ind icates  be low 30  %  RH  when  MBB is  opened ,  the  fl oor l i fe  i s  
not dependent on  the  duration  time of MBBs  open ing .  

7. 1 . 1 .2  Dryi n g  requ i remen ts  – Levels  2a,  3,  4  or 5  

MSDs  class i fied  as  l evels  2a,  3 ,  4 ,  or 5  shal l  be  d ried  accord ing  to  Clause  9  prior to  being  
sealed  i n  MBBs.  The  period  between  drying  and  seal ing  shal l  not  exceed  the  MET less  the  
time  a l l owed  for d is tribu tors  to  open  the  bags  and  repack parts.  I f the  suppl ier’s  actual  MET is  
more  than  the  defau l t 24  h ,  then  the  actual  time shal l  be  used .  I f the  d is tribu tor practice  is  to  
repack the  MBBs  wi th  active  des iccant,  then  th is  time  does  not need  to  be  subtracted  from  the  
MET.  

Heating  processes  such  as  mou ld ing ,  burn -i n  or baking  can  be  regarded  as  pre-drying .  I f the  
MSDs are  s tored  i n  the  l ow hum id i ty control led  cond i ti ons  un ti l  packag ing  in to  MBBs,  MET 
can  be  extended .  

7. 1 . 1 .3  Dryi n g  requ i remen ts  – Carri er materi al s  

The materia ls  from  wh ich  carriers  such  as  trays,  tubes,  reels,  etc.  are  made can  affect  the  
des iccant capaci ty when  p laced  i n  the  MBB.  Therefore,  the  effect of these  materia ls  shal l  be  
compensated  for by baking  or,  i f requ ired ,  add ing  add i tional  des iccant i n  the  MBB  to  ensure  
the  shel f l i fe  of the  devices  (see  8. 1 . 2) .  

7. 1 . 1 . 4  Dryi n g  requ i remen ts  – Oth er 

Suppl iers  may use  the  d rying  effect of normal  i n - l i ne  processes  such  as  post mou ld  cure,  
marking  cure,  and  bu rn- in  to  reduce  the  baking  time.  An  equ iva lency evaluation  i s  
recommended  to  ensure  that  h igh-temperature  process ing  main ta ins  moisture  mass  gain  to  an  
acceptable  l evel .  The  tota l  mass  ga in  for the  device  at the  time i t  i s  sealed  in  the  MBB shal l  
not exceed  the  moisture  gai n  of that  device  s tarti ng  d ry and  then  being  exposed  to  30  °C  and  
60  %  RH  for MET less  the  time for d istribu tors.  

7. 1 . 1 .5  Excess  ti m e between  bakin g  an d  packin g  

I f the  a l l owable  time  between  baking  and  packing  i s  exceeded ,  the  devices  shal l  be  re-dried  i n  
accordance  wi th  9 . 1 .  
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7. 1 . 2  Evacu ati on  an d  seal i n g  

Type  1  packag ing  for MSL l evels  2 ,  C2a  and  C3  needs  not  to  be  evacuated .  

For MBB on l y:  The  i n timate  packag ing ,  e . g .  reel ,  tray,  tube  may be  evacuated  and  sealed  to  
fix in timate  packag ing ,  des iccant  and  H IC.  

Partia l l y or l i gh tl y evacuate  to  reduce the  volume.  The  bag  shou ld  not be  completel y 
evacuated  s i nce  th is  wi l l  reduce  the  effecti veness  of the  des iccant.  

For better visual  check i t  cou ld  be  preferred  to  have  a  s tronger vacuum ,  as  long  as  no  
damage  of devices  occurs.  Observe  the  product to  see  i f there  is  any a i r l eakage,  too  ti gh t  or 
too  l oose  packing .  

Dry gas  packag ing  (optional ) .  

Evacuate  to  50  hPa  and  fi l l  up  the  bag  wi th  d ry pure  n i trogen  or d ry a i r.  Th is  process  shou ld  
be  repeated  fi ve  times  to  ach ieve  a  99  %  pure  atmosphere  i n  the  MBB.  

7. 2  Packag i n g  materi al  for d ry pack 

7. 2. 1  M oistu re barri er bag  (M BB)  

The moisture  barrier bag  shal l  meet re levant  nationa l  s tandard  requ i rements  for flexib i l i ty,  
e lectrostatic  d ischarge  (ESD)  protection ,  mechan ical  strength ,  and  puncture  res istance.  The  
bags  shal l  be  heat sealable.  The  water vapour transm iss ion  rate  (WVTR) is  measured  using  
re levant  national  standards  govern ing  water vapour transm ission  rate  through  plastic fi lm  and  
sheeting  us ing  a  modu lated  in frared  sensor.  

Table  5  shows  the  recommended  WVTR for MBB  of Type  1  and  Type  2  after fl ex testing  i n  
accordance  wi th  re levant national  standards  govern ing  fl ex durabi l i ty of fl exible  barrier 
materia ls .  

Tabl e  5  – M BB m ateri al  properties  

Type  M ateri al  properti es  Recom m en d ed  val u es  

1  mechan ical  M in imum  two  s i des  sealed  bag .  Typical  water vapour transm iss ion  
rate  (WVTR)  i s  ≤0, 1  g /m 2  i n  24  h  at  40  °C,  90  %  RH .  

chem ical  No  ou tgassing  of substances  harmfu l  to  devices.  

2  mechan ical  M in imum  two  s i des  sealed  bag .  The  water vapou r transm iss ion  rate  
(WVTR)  i s  ≤0, 03  g /m 2  i n  24  h  at  40  °C,  90  %  RH .  

chem ical  No  ou tgassing  of substances  harmfu l  to  devices.  

 

7. 2. 2  Desi ccan t  

Common  des iccant material  i s  acti ve  clay (benton i te),  s i l i ca  gel  or molecu lar s ieve.  

The  desiccan t materia l  shal l  comply wi th  relevant national  standards  govern ing  acti vated  
desiccants  used  for the  static  dehum id i fication  of packag ing  bags.  The  desiccan t sha l l  be  
dustless,  non-corrosive,  and  absorben t to  amounts  speci fi ed  in  the  s tandard .  The  des iccant 
shal l  be  packaged  i n  moisture  permeable  bags.  The  amount of des iccant  used ,  per moistu re  
barrier bag ,  shal l  be  based  on  the  bag  surface  area  and  WVTR in  order to  main tain  an  in terior 
re lati ve  hum id i ty i n  the  MBB of l ess  than  30  %  at 25  °C  for device  class i fication  C2a  and  C3,  
and  l ess  than  1 0  %  at 25  °C  for MSDs  classi fi ed  from  levels  2a  through  to  5 .  
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NOTE  For compari son  between  vari ous  des iccant  types,  certa in  speci fi cations  adopted  the  ‘ ‘UN IT’ ’  as  the  basic  
un i t  of measu re  of quanti ty for desiccant materi al .  A UN IT of desiccant i s  d efi ned  as  the  amount that  wi l l  absorb  a  
m in imum  of 2 , 85  g  of water vapou r at  20  %  RH  and  25  °C.  

Cal cu l ati on  of th e  m ass  of desi ccan t n eed ed:  

The fo l l owing  s impl i fied  formu la  can  be  used  for l evel  2a  and  h igher when  the  des iccant 
capaci ty at  1 0  %  RH  and  25  °C  is  known :  

Formu l a  (1 )  

 
g

D
4,30

D

AWVTRM
m

×××
=  (1 )  

where  

mD  i s  the  mass  of desiccant i n  grams;  

M i s  the  des ired  shel f l i fe  i n  months;  

WVTR  i s  the  water vapour transm ission  rate  in  g /m 2  ×  24  h ;  

A  i s  the  tota l  surface  area  of the  MBB i n  m 2 ;  

Dg  i s  the  mass  of water i n  g rams,  that 1  g  of desiccant wi l l  absorb  at 1 0  %  RH  and  25  °C.  

NOTE  1  The  constan t factor 30, 4  provi des  for the  conversion  of month  i n to  days.  

NOTE  2  Add i ti ona l  d esiccant may be  requ i red  i f trays,  tubes,  ree l s ,  foam  end  caps,  etc. ,  are  p l aced  i n  the  bag  
wi thou t baking  i n  order to  absorb  the  moisture  contai ned  i n  these  materia l s .  

The fol lowing  formu lae  can  be  used  for a l l  l evels  when  more  detai l s  about  materia l  constan ts  
are  obta inable:  

Formu l a  (2)  

 
( )

( )
P22

12

121
D

1 0

4,30
mK

CC

KhhAWVTRM
m ×+

×−

×−××××
=

−
 (2)  

When  i n fl uence  of packing  materia l  i ns ide  MBB (K2  ×  mP)  can  be  neg lected :  

Formu l a  (3)  

 
( )

( ) 2
12

121
D

1 0

4,30
−×−

×−××××
=

CC

KhhAWVTRM
m  (3)  

where  

mD  i s  the  mass  of desiccant  i n  grams;  

M i s  the  des i red  shel f l i fe  i n  months;  

WVTR  i s  the  water vapour transm ission  rate  i n  g /m 2  ×  24  h  at  40  °C;  

A  i s  the  tota l  surface  area  of the  MBB i n  m 2 ;  

h1  i s  the  an ticipated  re lati ve  hum id i ty ou ts ide  MBB  i n  storage  area  in  percent;  

h2  i s  the  average  re lati ve  hum id i ty i ns ide  MBB i n  percent;  

K1  i s  a  coefficient  re lated  to  packag ing  materia l  and  average  storage  temperature;  

C1  i s  the  in i tia l  moisture  absorption  rate  of des iccant i n  percent;  
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C2  i s  the  moisture  absorption  rate  of the  des iccant  at an  acceptable  maximum  hum id i ty 
rate  i ns ide  the  MBB i n  percen t;  

K2  i s  a  coefficient re lated  to  the  moisture  absorption  rate  of packag ing  materia l  i ns ide  
MBB ;  

mP  i s  the  mass  of packag ing  materia l  i ns ide  the  MBB.  

I f not otherwise  defined  the  relati ve  hum id i ty i n  a  storage  area  (h 1 )  can  be  estimated  to  be  
75  % ,  see  8. 1 . 1 .  

For h2  i t  i s  recommended  to  use  the  mean  value  between  the  i n i tia l  re lative  hum id i ty and  the  
acceptable  maximum  relative  hum id i ty i ns ide  the  packag ing ,  see  7 . 1 . 1 .  

Formul a  (4)  

 
90

1

4040
1 ××=

p

p

P

P
K θθ  (4)  

where  

P
θ  i s  the  coefficien t of moisture  permeabi l i ty of the  fo i l  used  to  make the  MBB at  the  

average  storage  temperature  θ  ( i n  °C)  ,  g i ven  in  g · cm/cm 2 · s· kPa;  

P40  i s  a  coefficient  of moisture  permeabi l i ty at  40  °C  ,  g i ven  i n  g · cm/cm 2 · s· kPa;  

p
θ  i s  the  saturation  vapour pressure  at θ  ( i n  °C)  i n  kPa;  

p40  i s  the  saturation  vapour pressure  at 40  °C  in  kPa.  

7. 2. 3  H u m idi ty i n d i cator 

7. 2. 3. 1  H u m i di ty i n d i cator card  (H IC)  

The  H IC,  i f requ i red ,  shal l  comply wi th  re levant  national  standards  govern ing  chem ical l y 
impregnated  hum id i ty i nd icator cards.  

For levels  C2a  and  C3  the  H IC  shal l  have  a  sens i ti vi ty value  of 30  %  RH  wh ich  may be  
i nd icated  by colour dots  wi th  sensi ti vi ty va lues  of 20  %  RH ,  30  %  RH  and  40  %  RH .  

For l evels  2a  th rough  to  5,  as  a  m in imum,  the  H IC  shal l  have  3  colour dots  wi th  sens i ti vi ty 
values  of 5  %  RH ,  1 0  %  RH  and  60  %  RH .  Examples  of H IC  are  shown  in  F igure  2 .  

 

Hum id i ty below 30  %  RH  can  be  confi rmed  by compari son  of a  colou r ( l avender).  

Fi g u re  2a)  – Exam pl e  of h u m i d i ty i n d i cator card  for l evel s  C2a  an d  C3  
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Fi g u re  2b)  – Exam pl e  of h u m i d i ty i n d i cator card  for l evel s  2  to  5  

Fi gu re  2  – Exampl es  of h u mi di ty in d i cator card s  

7. 2. 3. 2  M oistu re in d i catin g  d esiccan t  

Moistu re  i nd icati ng  desiccant  may be  used  as  an  a l ternative  to  H IC when  agreed  between  
user and  suppl ier.  

A des iccant such  that  i t  wi l l  make a  s ign i fican t,  perceptib le  change  in  colour (hue) ,  when  a  
certa in  re lati ve  hum id i ty i s  exceeded  shal l  be  used .  

Currentl y avai lab le  desiccan ts  change from  b l ue  (dry)  to  p ink (wet) .  The  detai l  methods  for 
j udgment shal l  be  speci fied  i n  the  deta i l  speci fication .  See  8. 3. 2 .  

7. 3  In form ation  to  be  g iven  on  l abel s  

The fol lowing  in formation  shal l  be  g i ven  on  l abels  on  the  packag ing .  

a)  Moistu re  sensi ti vi ty l evel  

I f requ ired ,  MSL shou ld  be  g iven  for MSL1  a lso.  There  are  no  requ irements  for non  
moistu re  sens i ti ve  devices.  

By agreement between  user and  suppl ier,  the  i n i ti a l  a l phabetical  code  C  may be  om i tted  
on  labels.  

The  i nd ication  of one  or more  of the  fol lowing  i tems  i s  optional :  

b)  moistu re  sens i ti vi ty symbol ;  

c)  moistu re  sens i ti vi ty i denti fication  l abel  (MSID) ;  

d )  moistu re  sens i ti vi ty cau tion  label  (MSCL) .  

Examples  are  g iven  i n  Annex D .  

IEC 
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8 H an dl i ng  of moi sture sensi ti ve devi ces  

8. 1  Storag e  

8. 1 . 1  Recomm en d ed  storag e con d iti on s  

See  I EC 61 760-2 ,  wi th  the  fol lowing .  

•  Low a i r temperature:   5  °C.  

•  H i gh  a i r temperature:   40  °C.  

•  Low re lati ve  hum id i ty:   1 0  % .  

•  H i gh  re lati ve  hum id i ty:   75  % .  

•  H i gh  absolu te  hum id i ty:  25  g /m 3 .  

The  s torage  cond i ti ons  can  be  considered  as  safe,  i f the  combination  of the  speci fi ed  l im i ts  of 
75  %  RH  and  40  °C  wi l l  not be  exceeded  du ring  storage  for more  than  1 0  events  per year,  
i rrespective  of the  duration  per even t,  and  one  of the  speci fi ed  l im i ts  (75  %  RH  or 40  °C)  i s  
not exceeded  for l onger than  30  days  per year.  

The  storage  time  as  g iven  by the  manufacturer speci fication  shal l  not be  exceeded .  I t  i s ,  
however,  recommended  that the  tota l  storage  time shou ld  not exceed  two  years  (manufacturer 
and  customer)  bu t  shou ld  be  l im i ted  to  one  year after receipt  of the  products  by the  customer.  

I n  speci fic cases  the  exact storage  time,  and  the  requal i fication  ru les,  i f the  time is  exceeded ,  
are  g i ven  i n  the  component speci fication .  

I f l onger storage  times  are  needed ,  the  manufacturer shou ld  be  consu l ted  to  conclude  su i table  
storage  and  packag ing  cond i tions.  

During  storage  the  orig inal  smal l est packag ing  un i t (SPU)  shou ld  preferabl y remain  i n  the  
orig inal  packag ing .  

Even  though  products  are  stored  for a  shorter period  of time,  i t  i s  advised  to  appl y the  above  
mentioned  temperature  and  hum id i ty cond i tions.  

For “ l ast  ca l l ”  components  the  storage  cond i tions  to  conserve  the  componen t’s  properties  
shal l  be  agreed  between  the  manufacturer and  the  user.  

8. 1 . 2  Sh elf l i fe  

The ca lcu lated  shel f l i fe  for d ry packed  MSDs  shal l  be  a  m in imum  of 1 2  months  from  the  bag  
seal  date,  when  s tored  i n  a  non-condensing  atmospheric envi ronment of ≤40  °C,  ≤75 %  RH .  

NOTE  The  m in imum  calcu lated  shel f l i fe  i s  1 2  months  from  bag  seal  d ate.  I f the  actual  time  on  shel f has  
exceeded  1 2  months  and  the  hum id i ty i nd icator card  i n d icates  that  baking  i s  not  requ i red ,  then  i t  i s  safe  to  refl ow 
the  devices  per the  ori g i nal  MSL  rati ng .  However,  unanti cipated  factors  other than  moisture  sensi ti vi ty cou ld  affect  
the  tota l  shel f l i fe  of d evices,  e. g .  deteriorati on  of sol derabi l i ty  by oxid i zation .  

8. 1 . 3  F loor l i fe  

See  Table  1 .  

F loor l i fe  for MSL is  speci fi ed  i n  Table  1 .  I n  case  of MSL 1  and  2  the  sum  of keeping  time  at  
floor and  storage  time shou ld  not exceed  the  maximum  storage  period .  
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8. 2  ESD  

The re lated  l ow hum id i ty of the  baking  environment requ i res  that ESD  precau tions  shou ld  be  
observed  i n  the  hand l i ng  of packages.  I f devices  are  removed  from  tubes,  trays  or tape  and  
reel ,  s tandard  ESD  hand l ing  procedures  shal l  be  u sed  during  and  after removal .  

NOTE  Further i n formation  on  hand l i ng  of e l ectrostati c  sens i ti ve  devices,  see  I EC 61 340-5-1  for gu i dance.  

8. 3  H u m i di ty in d i cati on  

8. 3. 1  H u m i di ty in d i cator card  (H IC)  

8. 3. 1 . 1  Gen eral  

Excessive  hum id i ty i n  the  d ry pack is  ind icated  by the  hum id i ty i nd icator card  (H IC) .  I t  can  
occur due  to  m ishand l i ng ,  m isprocess ing  or improper storage.  H IC  i s  reversible.  

H IC  shou ld  be  read  wi th in  one  m inute  upon  removal  from  the  MBB.  For best accuracy,  H IC 
shou ld  be  read  at 23  °C  ±  5  °C.  

Fol low the  i nstructions  g i ven  on  H IC  and  the  re lated  MSCL.  

8. 3. 1 .2  H I C  i n d i cati on  1  

I f the  5  %,  1 0  %  and  60  %  RH  spots  i nd icate  d ry,  then  levels  2 ,  2a,  3 ,  4  and  5  parts  are  sti l l  
adequatel y d ry.  

For MSDs of l evels  C2a  and  C3,  i f the  H IC i nd icates  that hum id i ty inside  MBB does  not 
exceed  30  %  RH ,  the  parts  are  sti l l  adequate l y d ry.  

8. 3. 1 . 3  H I C  i n d i cati on  2  

I f the  5  %  RH  spot i nd icates  wet  and  the  1 0  %  RH  spot  does  not  i nd icate  d ry,  and  the  60  %  
spot i nd icates  dry,  the  l evels  2a,  3 ,  4  and  5  parts  have  been  exposed  to  an  excessive  level  of 
moistu re,  and  drying  shal l  be done  as  i nd icated  in  9 . 1 .  However,  l evel  2  parts  are  s ti l l  
adequatel y d ry.  

For MSDs of levels  C2a  and  C3,  i f the  H IC  i nd icates  that there  is  a  possibi l i ty of hum id i ty 
i nside  MBB  exceed ing  30  %  RH ,  the  MSDs  have  been  exposed  to  an  excess ive  l evel  of 
moistu re,  and  shal l  be  d ried  in  accordance  wi th  9 . 1 .  

8. 3. 1 . 4  H I C  i n d i cati on  3  

I f the  5  % ,  1 0  % ,  and  60  %  RH  spots  i nd icate  wet,  l evel  2  parts  and  h i gher have  been  
exposed  to  an  excessive  l evel  of moisture,  and  shal l  be  dried  accord ing  to  9. 1 .  

H ICs  shal l  not  be  reused  where  the  60  %  spot i nd icates  wet.  

8. 3. 2  M oi stu re in d i cati n g  d esiccan t 

The desiccan t colour can  be  read  after a  l onger time period  than  H IC after removal  from  the  
MBB,  bu t nevertheless  wi th in  ten  m inu tes.  The  detai l  methods  for j udgment shal l  be  speci fi ed  
i n  the  detai l  speci fication .  

8. 4  U n packi n g  an d  re-packi n g  

I f i t  i s  necessary to  open  the  bag ,  cu t  s impl y across  the  top  of the  bag  as  close  to  the  orig inal  
seal  as  poss ib le ,  be ing  carefu l  not to  damage i ts  con ten ts.  By cu tti ng  close  to  the  seal ,  the  
maximum  amount of bag  l ength  is  preserved  for reseal i ng .  
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Moistu re  sensi ti ve  devices  may be  resealed  i n  the ir orig ina l  bag  wi th  the  ori g ina l  desiccant 
and  hum id i ty i nd icator card  or moisture  ind icati ng  des iccant,  provided  that they have  not been  
exposed  to  cond i ti ons  above  30  °C  and  60  %  re lative  hum id i ty for an  accumu lated  time of 
more  than  30  m in .  Note  the  duration  how l ong  the  bag  was  unsealed  on  the  bag .  

When  the  hum id i ty i nd icator card  is  no  l onger su i table  for use,  the  moisture  sens i ti ve  devices  
shal l  be  re-dried  and  packed  newly accord ing  to  7 . 1 .  

9  Dryi ng  

9. 1  Dryi n g  opti on s  

Un less  otherwise  speci fi ed  i n  the  product speci fication  the  examples  of component d rying  
options  g i ven  in  Table  6  (re-bake)  and  Table  7  (baking  prior to  d ry pack)  for various  moisture  
sensi ti vi ty l evels  and  ambient hum id i ty exposures  of ≤60  %  RH  shou ld  be  appl ied .  Cond i tions  
for re-bake and  cond i ti ons  for baking  prior to  d ry pack shal l  be  i n  accordance  wi th  the  product 
speci fications.  

Drying  us ing  an  a l lowable  option  resets  the  fl oor l i fe  cl ock.  I f d ried  and  sealed  i n  an  MBB wi th  
fresh  des iccant,  the  shel f l i fe  i s  reset.  

Table  6  – Con d iti on s  for re-bake  – 
Exam pl e  for on e  type of pl asti c  en capsu l ated  d evi ces  

SM D bod y 
th i ckn es s  

M SL Baki n g  at   

1 25  ° C  +5/−0  °C  

Baki n g  at   

90  °C  +5/−0  °C  ≤5 %  RH  

Baki n g  at  

40  °C  +5/−0  °C  ≤5 % RH  

  Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

>72  h  

Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

≤72  h  

Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

>72  h  

Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

≤72  h  

Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

>72  h  

Exceed i n g  
fl oor l i fe  b y  

≤72  h  

≤1 , 4  mm  

C2a,
C3  

9  h  7  h  33  h  23  h  1 3  d ays  9  days  

2a  7  h  5  h  23  h  1 3  h  9  days  7  days  

3  9  h  7  h  33  h  23  h  1 3  d ays  9  days  

4  1 1  h  7  h  37  h  23  h  1 5  d ays  9  days  

5  1 2  h  7  h  41  h  24  h  1 7  d ays  1 0  d ays  

≤2, 0  mm  

C2a,
C3  

27  h  1 7  h  4  days  2  days  37  days  23  days  

2a  21  h  1 6  h  3  days  2  days  29  days  22  days  

3  27  h  1 7  h  4  days  2  days  37  days  23  days  

4  34  h  20  h  5  days  3  days  47  days  28  days  

5  40  h  25  h  6  days  4  days  57  days  35  days  

≤4, 5  mm  

C2a,
C3  

48  h  48  h  1 0  d ays  8  days  79  days  67  days  

2a  48  h  48  h  1 0  d ays  7  days  79  days  67  days  

3  48  h  48  h  1 0  d ays  8  days  79  days  67  days  

4  48  h  48  h  1 0  d ays  1 0  d ays  79  days  67  days  

5  48  h  48  h  1 0  d ays  1 0  d ays  79  days  67  days  

NOTE  1  Th i s  tabl e  i s  based  on  worst-case  mou lded  l ead  frame  SMDs.  Users  may reduce  the  actual  baki ng  time,  
i f techn ical l y j usti fi ed  (e. g . ,  absorption /desorption  data,  etc. ) .  I n  most cases,  i t  i s  appl i cable  to  other non-hermetic 
SMDs.  

NOTE  2  C2a  and  C3a  do  not  need  baki ng ,  when  30  %  RH  i s  not  exceeded .  

 

Table  7  g i ves  cond i tions  for baking  prior to  d ry pack at a  suppl ier and/or d i stributor and  a l lows  
for a  maximum  total  of 24  h  MET.  
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Table  7  – Con d i ti on s  for baki n g  prior to  d ry pack – 
Exampl e  for on e  type of pl asti c en capsu l ated  d evi ces  

SM D bod y th i ckn ess  M SL  Baki n g  at   

1 25  ° C  +5/-0  °C  

Baki n g  at  

1 50  ° C  +5/-0  °C  

  h  h  

≤1 , 4  mm  

2a  8  4  

3  1 6  8  

4  21  1 0  

5  24  1 2  

≤2, 0  mm  

2a  23  1 1  

3  43  21  

4  48  24  

5  48  24  

≤4, 5  mm  

2a  48  24  

3  48  24  

4  48  24  

5  48  24  

NOTE  The  baki ng  times  speci fi ed  are  based  on  worst  case  cond i ti ons  and  are  cond i ti ons  for a  suppl i er and /or 
d i s tri bu tor.  Oxidati on  may occur.  Suppl i ers  may reduce  the  actua l  baking  t ime  i f techn ical l y j usti fi ed  (e. g . ,  
absorption/desorpti on  data,  etc. ) .  

 

The suppl ier shal l  formal l y communicate  to  the  d i stributor the  maximum  time that the  product  
may be  left  unsealed  (at  the  d is tribu tor)  before  re-baking  i s  requ ired .  

9. 2  M eth od s  

9. 2. 1  G en eral  con siderati on s  for bakin g  

9. 2. 1 . 1  H igh -temperatu re carriers  

Un less  otherwise  i nd icated  by the  manufacturer,  MSDs sh ipped  i n  h igh-temperature  carriers  
(e. g . ,  h i gh-temperature  trays)  can  be  baked  i n  the  carriers  at  1 25  °C.  

9. 2. 1 .2  Low-temperatu re  carri ers  

Devices  sh ipped  in  l ow-temperature  carriers  (e. g . ,  tubes,  l ow-temperature  trays,  tape  and  reel )  
may not  be  baked  i n  the  carriers  at  any temperature  h i gher than  40  °C.  I f a  h i gher baking  
temperature  is  requ i red ,  devices  shal l  be  removed  from  the  low-temperature  carriers  to  
thermal l y safe  carriers ,  baked ,  and  retu rned  to  the  l ow-temperature  carriers .  

NOTE  Manual  hand l i ng  may i ncrease  the  ri sk of mechan ical  and /or ESD damage.  

9. 2. 1 . 3  Paper an d  pl asti c  con tai n er i tem s  

Paper and  p lastic container i tems  such  as  cardboard  boxes,  bubble  pack,  p lastic wrap,  etc. ,  
shal l  be  removed  from  around  the  carriers  prior to  baking .  Rubber bands  around  tubes  and  
p lastic tray ti es  shal l  a lso  be  removed  prior to  h i gh  temperature  baking ,  e . g .  at  1 25  °C.  

9. 2. 2  Bakeou t ti mes  

Bakeout times  start when  a l l  d evices  reach  the  speci fied  temperature.  
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9. 2. 3  ESD  protection  

Proper ESD  hand l i ng  precau tions  shou ld  be  observed ,  i n  accordance wi th  relevant national  
standards  for ESD-sens i ti ve  i tems.  Th is  i s  particu larl y cri tical  i f MSDs are  manual l y hand led  
by vacuum  penci ls  under l ow-hum id i ty cond i ti ons,  e. g . ,  i n  a  d ry environment,  after baking ,  etc.  

See  I EC 61 340-5-1  for gu idance.  

9. 2. 4  Reu se of carri ers  

The appropriate  materia l  speci fication  shou ld  be  consu l ted  before  reus ing  carriers .  

9. 2. 5  Sold erabi l i ty l i m itation s  

9. 2. 5.1  Oxi dation  ri sk 

Baking  MSDs  can  cause  oxidation  and /or i n termetal l ic  g rowth  of the  term inations,  wh ich ,  i f 
excess ive,  can  resu l t  i n  solderabi l i ty problems during  board  assembly.  The  temperature  and  
time for baking  MSDs are  therefore  l im i ted  by solderabi l i ty considerations.  Un less  otherwise  
ind icated  by the  suppl ier,  the  cumu lati ve  baking  time at a  temperature  greater than  90  °C  and  
up  to  1 25  °C  shal l  not  exceed  96  h .  I f the  baking  temperature  i s  not  greater than  90  °C,  there  
is  no  l im i t  on  baking  time.  Baking  temperatures  h i gher than  1 25  °C  are  not  perm issible  wi thout  
consu l ti ng  the  suppl ier.  

9. 2. 5. 2  Carri er ou t-g assi n g  risk 

Care  shou ld  be  taken  to  ensure  that ou t-gass ing  of materia ls  from  the  component carriers  
does  not occur to  any s i gn i fican t extent,  such  that solderabi l i ty m ight be  affected .  
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An nex A 
(informative)  

 
Moisture  sensi ti vi ty of assem bl ies  

A sem i-fi n ished  assembly i s  to  be  cons idered  a  MSD  wi th  the  classi fication  of the  most 
sens i ti ve  component at the  assembly.  
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An nex B  
(informative)  

 
Mass/gai n  loss  anal ysis  

The fol l owing  steps  are  needed  to  evaluate  the  absorption  and /or desorption .  

– Measure  the  mass  of the  samples  – Repeat th is  step  5  times.  

– Bake  these  samples  using  a  temperature  storage  chamber at  1 25  °C  for 48  h .  

– Measure  and  record  the  d ry mass  of these  samples.  Repeat th is  s tep  5  times.  

– Load  these  samples  i n to  a  temperature  and  hum id i ty chamber wi th  the  fo l lowing  
parameters  set:  (85  ±  2 )°C,  (85  ±  5)%  RH .  

– Measure  and  record  the  mass  of the  samples  after every 24  h  ti l l  the  samples  have  been  
fu l l y saturated ,  e . g .  1 92  h .  

– Transfer these  samples  i n to  an  oven  and  heat them  at 1 25  °C.  

– Measure  and  record  the  mass  of the  examples  every 2  h  for a  period  of 1 0  h ,  at the  
24 th  hour and  at  the  48 th  hour.  
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An nex C  
(informative)  

 
Baking  of devices  

C. 1  Baki n g  ti me and  cond i ti ons  

See  9 . 1  and  Table  7.  

C. 2  Exampl e of a  baki n g  process  

Figure  C. 1  shows an  example  of a  baking  process.  
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Figure C. 1  – Baking  process  

Components  i n  bakeable  package  

Dry 
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End  

Baking  d rying  process  
( . . h  at  °C)  

See  evaluation  

See  9 . 1  and  Table  7  to  
determ ine  process  
cond i ti ons  for baking  

Storage  of components  at  
≤30  °C  /  ≤60  %  RH  /  ≤24  h  

Pack i n  MBB wi th  desiccant 
and  H IC  

Evaporation  and  seal ing  

Check seal i ng  
F in ish  packing  

Baking  time  evaluated?  

No  

Yes  

No  

Yes  

IEC  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 30  – I EC 61 760-4: 201 5  © I EC  201 5  

An nex D  
(normative)  

 
Moisture  sensi ti vi ty labels  

D. 1  Object  

The purpose  of th is  annex i s  to  provide  a  d isti ncti ve  symbol  and  l abels  to  be  used  to  identi fy  
those  devices  that requ ire  specia l  packing  and  hand l ing  precautions.  

D. 2  Graphi cal  symbol s  an d  l abel s  

D. 2. 1  G raph i cal  symbol  for m oistu re-sen si ti vi ty  

Graph ical  symbol  I EC 6041 7-6093 :201 1 -1 0,  Moisture  sensitive devices  i n  F igure  D . 1  and  the  
symbol  in  F i gure  D. 2  i nd icate  that devices  are  moisture  sens i ti ve ,  and  i t  appears  on  a l l  
moistu re  sens i ti ve  caution  l abels  (MSCL).  

 

Fig u re D. 1  – Stan dard ized  graph i cal  symbol  for u se  on  eq u ipm en t 

 

Figu re D. 2  – Al tern ati ve  moistu re  sen si ti vi ty symbol  (al so  in  m arket  u se)  

D. 2. 2  M oistu re-sen si tivi ty i d en ti fi cati on  l abel  (M SID)  

Th is  label  shou ld  be  on  the  smal lest l evel  sh ipping  container to  ind icate  that moisture-
sens i ti ve  devices  are  i n  the  con tainer.  Th is  l abel  i s  recommended  to  be  a  m in imum  of 20  mm  
in  d iameter.  See  F igure  D. 3.  

IEC 
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Fi gu re D. 3  – M SID  l abel s  (exampl es)  

D. 2. 3  M oistu re-sen si tivi ty cau ti on  l abel  (M SCL)  

D. 2. 3. 1  Con ten t  of l abel  

This  l abel  i s  requ i red  on  the  moisture  barrier bag  and  wi l l  provide  the  fol lowing  in formation :  

•  moistu re  class i fication  l evel ;  

•  ca lcu lated  shel f l i fe  i n  the  sealed  bag ;  

•  peak MSD body top  surface  temperature  used  for device  class i fication ;  

•  fl oor l i fe  of the  device  at  30  °C  and  60  %  RH ;  

•  bag  seal  date  u ti l i zi ng  “MMDDYY”,  “YYWW” or equ ivalen t format.  

An  acceptable  al ternative  wi l l  be  to  provide  the  above  i n formation  on  the  ad jacent  bar code  
l abel .  

D. 2. 3. 2  Label  size  

Labels  are  recommended  to  be  a  m in imum  of 75  mm  by 75  mm  square.  

D. 2. 3. 3  Label  col ou rs  

The MSID  and  caution  l abels  shal l  be  i n  con trasti ng  colours .  These  l abels  shal l  be  l eg ib le  to  
normal  vis ion  at  a  d istance  of 1  m .  Monochromatic reproduction  i n  any colour that  con trasts  
wi th  the  background  may be  used .  Where  the  choice  of colour i s  arb i trary,  i t  i s  suggested  that  

– the  MSID  l abel  background  be  b l ue  (Pan tone  #297C)  wi th  a  b lack symbol  and  l etters ,  

– the  caution  label  background  be  wh i te  wi th  a  b lue  (Process  bl ue)  symbol  and  l etters .  

Wherever poss ib le,  the  colour red  shou ld  be  avoided  as  red  suggests  a  personal  hazard .  

 IEC 
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TECH N IQU E DU  MON TAGE EN  SU RFACE (SM T)  –  

 
Partie  4:  Classi fication,  em bal lage,  éti quetage  

et mani pulati on  des  disposi ti fs  sensi bl es  à  l 'hum idi té  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessib les  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa l es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pent  égal ement  aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternati onale  de  Normal i sation  ( I SO),  selon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  possibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés ,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage de  q uel que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .  

9)  L ’atten tion  est  atti rée  sur l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme  in ternationale  I EC  61 760-4  a  été  établ ie  par l e  com i té  d 'études  91  de  l ' I EC:  
Techn iques  d 'assemblage  des  composants  é lectron iques.  

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

91 /1 244/FDIS  91 /1 259/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irecti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  
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Une  l i ste  de  toutes  l es  parties  de  l a  série  I EC  61 760,  publ iées  sous  le  t i tre  général  Technique 
du montage en  surface ,  peu t être  consu l tée  sur le  s i te  web de  l ' I EC.  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ i cation  sera  

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IM PORTAN T – Le  l ogo  "colour inside" qu i  se  trou ve su r l a  pag e  d e  cou vertu re  d e  cette  
pu bl ication   i n d i qu e q u 'el le  con tien t d es  cou leu rs  q u i  son t con si dérées  com m e u ti l es  à  
u n e  bon n e compréh en sion  d e  son  con ten u .  Les  u ti l i sateu rs  d evrai en t,  par con séqu en t,  
impri m er cette  pu bl i cati on  en  u ti l i san t u n e  i mprim an te cou leu r.  
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INTRODUCTION  

Compte  tenu  des  profi ls  de  température  p lus  é levée  des  processus  de  brasage  par refus ion  à  
l 'a ide  d 'a l l i ages  d 'étain -argent-cu ivre  ou  d 'au tres  a l l i ages  de  brasage sans  p lomb avec des  
températures  de  fus ion  p lus  é levées  que  l e  brasage  eu tectique  Sn -Pb,  l a  sensib i l i té  des  
composan ts  à  l a  chaleur de  brasage en  cas  d 'exposi tion  à  l 'hum id i té  devien t  un  facteur de  
p lus  en  p l us  importan t.  

Les  normes  actuel les  décrivan t l a  classi fication  de  sens ib i l i té  à  l 'hum id i té  s 'appl i quent dans  l e  
cas  des  sem i-conducteurs  i n tégrés  en  p lastique  et des  embal l ages  à  l 'é tat  so l ide  analogues  
( I EC 60749-20,  par exemple) ,  mais  pas  des  au tres  types  de  composants.  

La  présente  partie  de  l ' I EC  61 760  étend  également l es  méthodes  de  classi fication  et  
d 'embal l age  comme ind iqué  dans  l e  J -STD-020  et  l e  J -STD-033.  E l l e  est destinée  à  être  
u ti l i sée  pour ce  type  de  composan ts,  lorsque  les  spéci fications  du  J -STD-020  et d u  J -STD-
033  ne  sont  pas  exigées  ou  son t i nappropriées.  
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TECH N IQU E DU  MON TAGE EN  SU RFACE (SM T)  –  
 

Partie  4:  Classi fication,  em bal lage,  éti quetage  
et mani pulati on  des  disposi ti fs  sensi bl es  à  l 'hum idi té  

 
 
 

1  Domai ne d 'appl i cati on  

La  présente  partie  de  l ' I EC  61 760  spéci fie  la  cl assi fication  des  d ispos i ti fs  sens ibles  à  
l 'hum id i té  en  n iveaux de  sensib i l i té  l i és  à  l a  chaleur de  brasage,  a i ns i  q ue  l es  d ispos i tions  
re lati ves  à  l 'embal lage,  l ' éti quetage  et  l a  man ipu lation .  

La  présente  partie  de  l ' I EC  61 760  étend  l es  méthodes  de  classi fication  et d 'embal l age  à  ces  
composants  l orsque  l es  normes  existantes  ne  sont pas  exigées  ou  son t i nappropriées.  Dans  
ce  cas,  l a  présente  norme i n trodu i t  des  n i veaux de  sensib i l i té  à  l ' hum id i té  supplémenta ires  
a ins i  q u 'une  méthode  d 'embal lage  a l ternative.  

La  présen te  norme s 'appl i que  aux apparei ls  desti nés  au  brasage par refusion ,  te ls  que  les  
composants  pour montage  en  surface,  y compris  l es  apparei ls  à  i nsertion  spéci fi ques  (dont  
l es  fourn isseurs  on t  spéci fi quement documenté  le  support pour le  brasage par refus ion) ,  mais  
ne  s 'appl ique  pas  

•  aux apparei ls  à  sem i -conducteurs ,  

•  aux apparei ls  desti nés  au  brasage à  l a  vague.  

NOTE  Le  contexte  de  l a  présente  norme ai ns i  que  ses  relati ons  avec d 'au tres  normes  exi s tantes,  te l l es  que  l ' I EC  
60749-20  ou  l e  J -STD-020  et  l e  J -STD-033,  sont  décri ts  dans  l ' I NTRODUCTION.  

2  Références  normati ves  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent  document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  les  éven tuels  amendements).  

I EC 60068-1 ,  Essais d'environnement – Partie 1 :  Généralités et lignes directrices 

I EC 60749-20,  Dispositifs à  semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et 
climatiques – Partie  20: Résistance des CMS à  boîtier plastique à  l'effet combiné de  
l'humidité et de  la  chaleur de brasage 

I EC 61 340-5-1 ,  Electrostatique – Partie 5-1 :  Protection des appareils électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques – Exigences générales 

IEC 61 760-2,  Technique du montage en surface – Partie 2:  Conditions de  transport et de 
stockage des composants pour montage en surface (CMS)  – Guide d'application 

IPC/JEDEC J -STD-020D. 1 ,  March 2008,  Moisture/Reflow Sensitivity Classification for Non-
hermetic Solid State  Surface Mount Devices (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)  

3 Termes et d éfi n i ti ons  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s 'appl iquen t.  
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3. 1   
d i spositi f sen sibl e  à  l 'h u mi d i té  
M SD 
apparei l  dans  l equel  l 'évaporation  de  l 'hum id i té  absorbée  pendant l e  brasage pourrai t  
détériorer ses  performances  é lectri ques  ou  mécan iques  données  dans  la  spéci fication  
pertinente  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviati on  «MSD»  est  déri vée  d u  terme  ang l ai s  déve loppé  correspondant «moistu re  sens i ti ve  
device» .  

3. 2   
n iveau  d e  sen sibi l i té  à  l 'h u m id i té  
M SL 
caractéristiques  ass ignées  i nd iquant  l a  vu lnérabi l i té  d 'un  apparei l  due  à  l 'hum id i té  absorbée  
dans  l e  cadre  d 'une  opération  de  brasage  par refusion  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviation  «MSL»  est  d éri vée  du  terme ang lai s  dével oppé  correspondant «moistu re  
sensi ti vi ty l evel » .  

3. 3   
sac étan ch e à  l 'h u m idi té  
M BB 
sac conçu  pour restreindre  la  transm ission  de  vapeur d ’eau  et  u ti l i sé  pour embal ler des  
d ispos i ti fs  sensib les  à  l ’ hum id i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviati on  «MBB»  est  déri vée  d u  terme ang l a i s  d éveloppé  correspondant «moistu re  barrier 
bag» .  

3. 4   
temps  d 'exposi tion  du  fabri can t  
M ET 
temps  maximal  après  étuvage  dont le  fabrican t de  composants  a  besoin  pour tra i ter l es  
composants  avan t de  scel ler le  sac  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  temps  d 'exposi ti on  d u  fabrican t i ncl u t  aussi  l e  d élai  maximal  au tori sé  pendant l equel  l e  
d i stri bu teu r peut  l a i sser l e  sac ouvert  pou r consti tuer d es  l ots  d ’expéd i ti on  de  p l us  peti te  ta i l l e .  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L 'abrévi ati on  «MET»  est  déri vée  du  terme ang lai s  développé  correspondant  «manufactu rer's  
exposure  time» .  

3. 5   
stockag e en  en vi ron n emen t n on  protég é  
l aps  de  temps  adm issib le  d 'exposi ti on  à  une  humid i té  et u ne  température  ambian te  normales  
d 'un  apparei l  ou  d 'un  assemblage  sem i-fi n i ,  en tre  l e  moment où  i l  est  reti ré  du  sac étanche à  
l 'hum id i té  ou  de  la  chambre  de  stockage  et l e  début du  processus  de  brasage  par refusion  

3. 6   
du rée l i mi te  d e  stockag e  
recommandation  de  la  durée  pendant laquel l e  l es  produ i ts  peuvent être  stockés  dans  l eur 
embal l age  d 'orig ine,  au  cours  de  l aquel l e  l a  qual i té  défi n ie  des  marchand ises  demeure  
acceptable  dans  l es  cond i ti ons  spéci fiées  de  transport,  de  stockage  et de  man ipu lation  

3. 7   
dessiccan t  acti f 

matériau  absorbant servan t à  main ten ir l 'hum id i té  re lati ve  à  un  n i veau  re lati vement bas  

3. 8   
un i té  d e  d essi ccan t  
quanti té  de  dessiccant  acti f qu i  va  permettre  d 'absorber au  moins  2 , 85  g  de  vapeur d 'eau  à  
25  °C  et une  hum id i té  relati ve  de  20  %  en  24  h  
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3. 9   
dessi ccan t i n d i cateu r d 'h u m id i té  
dess iccant don t l a  cou leur ( te in te)  change  sens ib lement l orsqu 'un  certain  n i veau  d 'hum id i té  
re lati ve  est dépassé  

Note  1  à  l 'arti cl e:  En  règ l e  général e,  l a  cou leur d 'un  dess i ccant i nd icateu r d 'hum id i té  passe  du  b l eu  au  rose  en  
cas  de  détection  d ' hum id i té.  

3. 1 0   
carte  in d i catri ce d 'h u mi di té  
H I C  
carte  sur l aquel l e  est  déposé  un  produ i t  ch im ique  sens ib le  à  l ' hum id i té,  qu i  change  de  cou leur 
l orsque  l e  taux d 'hum id i té  re lative  i nd iqué  est dépassé  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L 'abréviati on  «H IC»  est  d éri vée  d u  terme  ang l ai s  développé  correspondant  «hum id i ty i n d icator 
card» .  

3. 1 1   
coeffi ci en t  d e  tran sm ission  d e  l a  vapeu r d 'eau  
WVTR 
mesure  de  la  perméabi l i té  à  l ’ hum id i té  d ’ un  matériau  en  fi lm  p lasti que  u ti l i sé  pour un  sac 
étanche à  l 'hum id i té  pour assurer un  embal lage  sec 

Note  à  l ' arti cl e:  L 'abréviati on  «WVTR»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  déve loppé  correspondant  «water vapou r 
transm ission  rate» .  

4 Informati ons  général es  

4. 1  Di sposi ti fs  sen sibl es  à  l 'h u mi d i té  

Certains  matériaux,  polymères  p lasti ques  et matières  de  charge  son t hygroscopiques  et  
peuven t absorber l 'hum id i té  en  fonction  de  l a  durée  et  de  l 'environnement de  stockage.  
L'hum id i té  absorbée se  transformera  en  vapeur su i te  au  chauffage  rapide  dans  l e  cadre  du  
processus  de  brasage par refusion ,  générant  

•  u ne  press ion  dans  l e  matériau ,  

•  sa  déformation ,  

•  son  gonflement,  

•  sa  destrati fication ,  

•  sa  fi ssuration ,  

•  u ne  dégradation  des  connexions  i n ternes.  

En  règ le  générale,  l ' hum id i té  pénètre  dans  le  matériau  absorban t su i te  à  une  exposi tion  à  l 'a i r 
ambian t.  L'absorption  ou  l a  pénétration  d 'hum id i té  dans  l es  cavi tés  peu t donner l i eu  à  des  
concentrations  en  hum id i té  dans  l 'apparei l  su ffisamment élevées  pour provoquer une  
fi ssuration  et/ou  une  destrati fication  pendant  le  processus  de  brasage (phénomène  de  pop-
corn ,  par exemple),  ce  qu i  peu t avoir un  impact non  nég l igeable  sur l a  fi abi l i té.  

NOTE  Phénomène  de  pop-corn :  l es  contrai n tes  i n ternes  provoquent  l e  gonflement d e  l 'embal l age,  pu i s  sa  
fi ssuration  avec un  écl atement  aud i b le.  

L'hum id i té  peut  également avoi r un  impact sur l a  rés istance  des  adhési fs,  des  scel lements ,  
des  encapsu lan ts,  des  p lastiques  à  revêtement ga lvan ique,  etc.  

L'exposi ti on  à  l 'hum id i té  peut  également i ndu ire  l e  passage  de  contam inan ts  i on iques  dans  
l 'apparei l ,  augmentan t a ins i  l e  poten tie l  de  défa i l l ance  du  ci rcu i t  due  à  l a  corrosion .  

De  fa i t,  i l  est  nécessaire  de  sécher les  d isposi ti fs  sensib les  à  l ' hum id i té,  de  les  scel l er dans  
un  sac étanche  à  l 'hum id i té  et de  ne  les  reti rer qu 'au  moment précis  du  brasage sur l a  carte  
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de  ci rcu i t  imprimé.  La  durée  adm issib le  en tre  l 'ouverture  du  sac étanche à  l 'hum id i té  et  l e  
processus  de  brasage  final ,  au  cours  de  l aquel le  un  apparei l  peu t rester sans  protection  dans  
un  envi ronnement présentant un  n i veau  d 'hum id i té  proche  des  cond i tions  réel l es  (30  °C/60  %  
d 'hum id i té  re lative,  par exemple)  permet de  mesurer l a  sens ib i l i té  du  d i spos i ti f à  l 'hum id i té  
ambian te.  Ce  l aps  de  temps  est appelé  "stockage en  environnement non  protégé".  

4. 2  N iveau  d e  sen sibi l i té  à  l 'h u mid i té  (M SL)  

Le  n iveau  de  sensib i l i té  à  l 'hum id i té  (MSL)  est  déterm iné  à  la  température  de  class i fication ,  
défin ie  au-delà  des  températures  de  brasage  prati quées.  La  température  de  brasage  réel le  
mesurée  à  l a  surface  supérieure  du  composan t doi t  donc être  i n férieure  à  l a  température  de  
classi fication .  

L'embal lage,  l e  s tockage,  l e  s tockage  en  envi ronnement non  protégé  et  le  tra i tement 
préalable  des  d isposi ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té  avant leur soum ission  au  processus  de  
brasage par refus ion ,  sont  i denti fi és  par l e  MSL (voir Article  5  et Tableau  1 ) .  

La  méthode de  class i fication  des  apparei ls  en  MSL est décri te  à  l 'Article  6 .  

4. 3  Relation  avec d 'au tres  méth od es  d 'essai  d 'en viron n em en t (essai s  d 'h u mid i té)  

Dans  l es  essais  d 'hum id i té  (de  l ' I EC 60068-2-78,  par exemple) ,  l es  apparei ls  son t soum is  à  
essai  en  l 'état (non  montés)  ou  montés  (soudés  à  une  carte  d 'essai ,  par exemple).  Ces  essais  
détecten t l ' i n fl uence de  l 'hum id i té  absorbée sur l es  performances  de  l 'apparei l  
(caractéristi ques  é lectriques,  effets  de  l a  corrosion ,  par exemple) ,  mais  ne  peuvent pas  
détecter l ' i n fl uence  de  l 'hum id i té  absorbée sur l a  sens ibi l i té  en  fonction  des  contrain tes  
therm iques  des  processus  de  brasage.  

La  méthode  décri te  dans  l a  présente  norme consiste  à  soumettre  à  essai  l a  rés istance  des  
apparei ls  en  fonction  de  l a  chaleur de  brasage,  en  combinaison  avec la  charge  d 'hum id i té  
dans  l e  cadre  du  précond i ti onnement.  

Les  au tres  effets  de  l 'hum id i té ,  te ls  que  l a  détérioration  des  caractéristi ques  é lectri q ues  ou  
des  propriétés  d ' isolation ,  ne  sont  pas  couverts  par l a  présente  norme et  doivent être  soum is  
à  essai  séparément.  

5 Eval u ati on  de l a  sensi bi l i té  à  l 'humi di té  

5. 1  Iden ti ficati on  d es  d i spositi fs  i n sen si bl es  à  l 'h u mid i té  

Les  d ispos i ti fs  i nsens ib les  à  l 'hum id i té  doiven t être  i denti fi és  par anal yse  de  l a  conception  et 
des  matériaux du  d isposi ti f se lon  s ' i l s  peuvent  absorber l ' hum id i té  ou  s i  l ' hum id i té  peut  
pénétrer dans  l es  cavi tés.  S i  l es  matériaux n 'absorben t apparemment pas  l 'hum id i té ,  l es  
d ispos i ti fs  peuven t être  déclarés  par l e  fabricant comme étant  i nsens ib les  à  l 'hum id i té.  

Ces  d isposi ti fs  i nsens ib les  à  l 'hum id i té  doivent être  désignés  comme étan t de  n i veau  "N " .  Les  
d ispos i ti fs  i nsens ib les  à  l ' hum id i té  ne  fon t l 'obj et  d 'aucune  exigence.  

5. 2  Cl assifi cation  

La  procédure  de  class i fi cation  des  d ispos i ti fs  sens ib les  à  l ' hum id i té  en  MSL est décri te  à  
l 'Article  6 .  Les  d ispos i ti fs  son t classés  à  l a  température  de  class i fi cation  appropri ée  
sé lectionnée  dans  l e  Tableau  3  et l e  Tableau  4.  

La  procédure  recommandée cons iste  à  commencer l 'essai  au  n i veau  de  sens ib i l i té  à  
l ' hum id i té  l e  p l us  bas,  que  l 'embal lage  d 'évaluation  est  ra isonnablement censé  to lérer (selon  
les  connaissances  d 'au tres  embal lages  d 'évaluation  analogues).  
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Si  l e  fourn isseur et  l 'u ti l i sateur sont d 'accord ,  l es  composan ts  peuvent être  classés  à  d 'autres  
températures  que  ce l l es  du  Tableau  4 .  

S i  l es  cond i ti ons  du  Tableau  1  et/ou  du  Tableau  2  ne  son t pas  adaptées  à  un  produ i t 
particu l i er,  d 'autres  cond i ti ons  peuven t être  appl i quées  conformément à  l ' accord  conclu  en tre  
les  u ti l i sateurs  et  l es  fourn isseurs.  

Tableau  1  – N iveau x de  sen sibi l i té  à  l 'h u m i d i té  

N I VE AU  Du rée  d e  
stockag e en  

en vi ron -
n em en t n on  

protég é  

Con d i ti on  d e  
stockag e en  

en vi ron n em en t n on  
protég é  

(con d i ti on s  d e  
référen ce)  

Du rée  
l i m i te  d e  
stockag e  

Em bal l ag e  d e  
protecti on  

Des si ccan t  I n d i cateu r 
d 'h u m i d i té  

1  a
 ≤30  °C/85  %  HR 

1 2  mois  ou  
comme 

i nd i qué  par 
l e  fabricant  

Aucune  exi gence  

2  1  an
 a
 ≤30  °C/60  %  HR  

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  1
b
,  <60  %  HR dans  

l e  sac étanche  à  
l 'hum id i té  

pas  de  séchage  
préalable  

Non  Facu l tati f c  

C2a  

4  semaines  ≤30  °C/60  %  HR 

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  1
b
,  <30  %  HR dans  

l e  sac étanche  à  
l 'hum id i té  

pas  de  séchage  
préalable  Ou i  Ou i  c  

2a  

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  2
 b
,   <1 0  %  HR dans  

l e  sac étanche  à  
l 'hum id i té  

séchage  préal abl e  

C3  

1 68  h  ≤30  °C/60  %  HR 

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  1
b
,  

<30  %  HR dans  l e  sac 
étanche  à  l 'h um id i té  

pas  de  séchage  
préalable  Ou i  Ou i  c  

3  

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  2
 b
,  

<1 0  %  HR dans  l e  sac 
étanche  à  l 'h um id i té  

séchage  préal abl e  

4  72  h  ≤30  °C/60  %  HR 

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  2
 b
,  

<1 0  %  HR dans  l e  sac 
étanche  à  l 'h um id i té  

séchage  préal abl e  

Ou i  Ou i  c  

5  48  h  ≤30  °C/60  %  HR 

Sac étanche  à  l 'hum id i té  

type  2
 b
,  

<1 0  %  HR dans  l e  sac 
étanche  à  l 'h um id i té  

séchage  préal abl e  

Ou i  Ou i  c  

Le  s tockage  en  envi ronnemen t non  protégé  peu t être  p l us  l ong  s i  l es  cond i ti ons  d 'envi ronnement  son t  moins  sévères  
que  l a  cond i ti on  de  référence  ou  pl us  cou rt,  s i  l es  cond i ti ons  son t p l us  sévères.  

La  d urée  l im i te  de  s tockage  étendue  peut  fai re  l ' obj et  d 'u n  accord ,  mais  l a  quan ti té  d e  dess i ccant doi t  être  recalcu lée.  
a  I l  convi en t  que  l a  somme des  du rées  de  conservation  (stockage  en  envi ronnement  non  protégé  et  du rée  de  

s tockage)  ne  dépasse  pas  l a  péri ode  de  stockage  maximale  spéci fi ée  par l e  fourn i sseur.  
b  La  du rée  l im i te  de  stockage  et  l ' hum id i té  dans  l 'embal l age  exi gées  doi ven t être  déterm i nées  par l a  quan ti té  d e  

dessiccant calcu lée  avec l e  coeffi cien t  de  transm ission  de  l a  vapeu r d ’ eau  (WVTR)  du  sac étanche  à  l 'h um id i té  
u ti l i sé.  Voi r l e  Tableau  5  pou r une  descripti on  d u  type  de  sac étanche  à  l 'h um id i té.  

c  L ' i nd i cateu r d ' hum id i té  peut  être  l a  carte  i nd icatri ce  d ’ hum id i té  (H IC)  ou  u n  dessiccant i n d icateu r d 'hum id i té.   
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6 Procédure d 'essai  

6. 1  G én éral i tés  

6. 1 . 1  M odèles  associabl es  

La  classi fication  peut  être  réal isée  pour un  groupe  de  composan ts  présentant une  s tructure  
analogue.  Des  i n formations  re lati ves  à  l a  s im i l ari té  s tructurel l e  doiven t être  données  dans  l a  
spéci fication  correspondante.  

6. 1 . 2  Essai s  d e  véri fi cation  et de  val i dation  

La  spéci fication  correspondante  doi t décri re  le  nombre  m in imal  d 'éprouvettes  à  soumettre  à  
essai .  I l  convient  que  l e  nombre  m in imal  soi t d 'au  moins  1 1  é l éments.  

NOTE  Un  échanti l l on  de  1 1  é l éments  soum is  à  essai  avec un  cri tère  d 'acceptati on  égal  à  zéro  représente  un  
n i veau  de  qua l i té  to l éré  (NQT)  de  20  % ,  selon  un  n i veau  de  confiance  de  90  % .  Voi r l ' I SO  2859-1  pou r de  p l us  
amples  i n formations.  

6. 1 . 3  Sél ection  d es  con d i tion s  d e  trempage  et d u  profi l  de  températu re  appl i cabl es  

Les  cond i ti ons  de  trempage  l iées  au  n iveau  de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  (MSL)  doivent être  
chois ies  dans  l e  Tableau  Tableau  2 ,  le  profi l  de  température  appl icable  pour l a  cl assi fication  
(F igure  F igure  1 )  étan t chois i  dans  l e  Tableau  3  et l e  Tableau  4.  

6. 2  Séch ag e  

Sauf spéci fication  con trai re  dans  l a  spéci fication  correspondante,  l 'éprouvette  doi t  ê tre  étuvée  
à  1 25  °C  ± 5  °C  pendant  au  moins  24  h .  

Toutefois,  d 'au tres  cond i ti ons  d 'étuvage peuvent être  appl iquées,  l orsqu 'e l les  sont  confi rmées  
par l 'anal yse  de  ga in  ou  perte  massique  décri te  à  l 'Annexe B .  

6. 3  Imprégn ati on  d 'h u mid i té  

Tabl eau  2  – Con d iti on s  d ' im prégn ati on  d 'h u mi d i té  

N I VE AU  Tem ps  d e  trem pag e  
h  

Con d i ti on  d e  trem pag e a  Al tern ati ve  

1  (1 68  +5/-0)  (85  ± 2)  °C,  (85  ± 5)  %  HR (336  +5/-0)  h ;   (85  ± 2)  °C,  (60  ± 5)  %  HR 

2  (1 68  +5/-0)  (85  ± 2)  °C,  (60  ± 5)  %  HR -  

C2a  (1 68  +5/-0)  

su ivi  par 

(672  +5/-0)  

(85 ± 2) °C,  (30 ± 5) % HR,  

su i vi  par 

(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  HR 

-  

2a  (696  +  5/-0)  (30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  HR 

C3  (1 68  +5/-0)  

su ivi  par 

(1 68  +5/-0)  

(85 ±  2) °C,  (30 ±   5) % HR,  

su i vi  par 

(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  HR 

3  (1 92  +5/-0)  (30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  HR 

4  (96  +2/-0)  
(30  ±  2 )  °C,  (60  ±  5 )  %  HR 

5  (72  +2/-0)  

Dans  l es  n i veaux C2a  et  C3,  l e  prem ier stade  de  l a  cond i ti on  de  trempage  correspond  à  l a  du rée  l im i te  de  
stockage  (≤30  °C,  ≤30  %  HR,  1  an )  dans  l e  sac étanche  à  l 'hum id i té  de  type  1 .  Le  deuxi ème stade  de  l a  
cond i ti on  de  trempage  correspond  au  s tockage  en  envi ronnement  non  protégé  (vo i r l ' I EC 60749-20).  

a  Cond i ti ons  de  trempage  con formes  au  J -STD-020D. 1 .  Les  cond i ti ons  de  trempage  équ ivalen tes  accélérées  
con formes  au  Tableau  5-1  du  J -STD-020D. 1  peuvent  être  par a i l l eu rs  appl i quées  s i  l e  fabri can t  confi rme  l a  
présence  d 'énerg ie  d 'acti vati on .  
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6. 4  Ch arg e  d e  températu re  

6. 4. 1  Profi l  de  températu re  d e  cl assifi cati on  

 

Lég en d e  

T1  Températu re  de  préchauffage  m in imale  

T2  Températu re  de  préchauffage  maximale  

T3  Températu re  du  l i qu i de  

Tc    Températu re  de  cl ass i fi cation  

t1   Du rée  de  préchauffage  

t2   Durée  dans  l e  l i qu i de  

t3   Durée  dans  (Tc  –  5  °C)  

t4  Du rée  j usqu 'à  Tc  

a  Le  g rad ient  de  températu re  de  l a  pente  montan te  ne  doi t  pas  dépasser 3  K/s  

b  Zone  de  préchauffage  

c  Le  g rad ient  de  températu re  de  l a  pen te  descendante  ne  doi t  pas  dépasser 6  K/s  

Figu re 1  – Profi l  d e  tem pératu re  d e  cl assifi cati on  
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Tableau  3  – Paramètres  du  profi l  d e  températu re d e  cl assifi cation  

Proces su s  
de  bras ag e  

Sn -Pb   
(ou  éq u i val en t)  

Sn Ag Cu   
(ou  éq u i val en t)  

T1  1 00  °C  1 50  °C  

T2  1 50  °C  200  °C  

t1  (60  à  1 20)  s  (60  à  1 20)  s  

T3  1 83  °C  21 7  °C  

t2  (60  à  1 50)  s  (60  à  1 50)  s  

t3  20  s  30  s  

Tc  Voi r Tableau  4  

t4  ≤6  m in   ≤8  m in   

 

Tableau  4  – Tem pératu res  d e  cl assifi cati on  Tc  

Proces su s  d e  
brasag e  

Epai sseu r d u  
boîti er  

Tem pératu re  d e  cl assi fi cati on  T
c

 pou r l e  vol u m e d e  
l 'em bal l ag e  

<350  m m 3  350  m m 3  à  
2  000  m m 3  

>2  000  m m 3  

 mm  °C  °C  °C  

SnPb   
ou  équ i val ent  

<2, 5  235  220  220  

≥2, 5  220  220  220  

SnAgCu   
ou  équ i val ent  

<1 , 6  260  260  260  

1 , 6  à  2 , 5  260  250  245  

>2, 5  250  245  245  

>  2 , 5  
p l us  capaci té  

therm ique  é levéea  
non  appl i cabl e  230  b  230  b  

a  Cette  cond i ti on  peut  être  appl i quée  pour l es  apparei l s  présentan t une  masse  therm ique  é levée,  dans  
l esque ls  l a  température  de  crête  de  l ' embal l age  n 'atte in t  pas  245  °C  en  cas  de  brasage  avec un  profi l  
correspondant  aux processus  de  brasage  en  a l l i age  de  SnAgCu  ou  pour tous  l es  apparei l s  sens ibles  à  l a  
températu re.  La  températu re  de  crête  de  l 'embal l age  est  mesurée  à  l a  surface  de  l 'apparei l  ou  su r u n  au tre  
poin t  précisé  dans  l a  spéci fi cation  correspondante.  

b  Τc  mesuré  au  n i veau  de  l a  borne  de  l ' apparei l  ou  du  j o i n t  à  brasu re  tend re  doi t  attei nd re  l a  températu re  et  l a  
durée  m in imales  don t a  besoi n  une  brasu re  spéci fi que  pour former un  j o i n t  à  brasu re  tend re.  

 

6. 4. 2  Profi l  de  températu re  d e  cl assifi cati on  pou r les  apparei l s  spéci au x 

Si  l es  profi l s  de  température  de  class i fication  du  Tableau  3  et  du  Tableau  4  ne  s 'appl iquen t 
pas  à  un  apparei l  (composants  présentan t  une  masse  therm ique  et/ou  une  sens ib i l i té  
therm ique  é levées,  par exemple),  d 'au tres  profi l s  peuvent être  précisés  dans  l a  spéci fication  
correspondante  conformément aux accords  convenus  entre  l ' u ti l i sateur et  l e  fou rn isseur.  Pour 
référence,  voi r également l ' I EC  60068-2-58: 2004,  Tableau  7.  

6. 5  Rétabl i ssemen t  

L'éprouvette  doi t  être  stockée  dans  des  cond i ti ons  atmosphériques  normal isées  pour l es  
mesures  et l 'essai  conformes  à  l ' I EC 60068-1 ,  1 5  °C  à  35  °C,  25  %  à  75  %  HR pendant l a  
durée  i nd iquée  dans  l a  spéci fication  correspondante.  
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6. 6  M esu res  fin al es  

6. 6. 1  Exi g en ces  

Si  un  composant satisfai t aux exigences  en  6. 6. 2  et  6 . 6 . 3,  et  l e  cas  échéant à  l 'examen  non  
destructi f en  6. 6. 4  i l  est  cons idéré  comme étant conforme au  n iveau  de  sensibi l i té  à  l ' hum id i té.  

6. 6. 2  Examen  vi su el  

L’examen  visuel  doi t être  réal isé  après  l 'essai .  Une  atten tion  particu l ière  doi t être  apportée  
aux fi ssures  et  gonflements  externes,  qu i  sont  détectés  par gross issement de  40× .  

Un  apparei l  do i t  ê tre  cons idéré  comme étant défa i l l ant s ' i l  apparaît l ' un  des  é léments  ci -
dessous:  

a)  fissure  externe  vis ib le  à  l ' a ide  d 'un  m icroscope opti que  40× ;  

b)  fissure  ou  destrati fication  i n terne  qu i  coupe l es  connexions  in ternes;  

c)  fissure  ou  destrati fication  i n terne  en tre  une  borne  et  un  au tre  élément i n terne  assuran t l e  
fonctionnement de  l 'apparei l ;  

d )  fissure  ou  destrati fication  i n terne  qu i  s 'étend  su r p lus  des  2 /3  de  l a  d is tance  en tre  un  
é lémen t i n terne  assurant l e  fonctionnement de  l 'apparei l  et  l 'extéri eur de  l 'embal l age;  

e)  mod i fications  de  l a  p lanéi té  du  corps  de  l 'embal l age  provoquées  par gauch issement,  
gonflemen t ou  déformation  invis ib le  à  l 'œi l  nu ;  

f)  d imensions  non  conformes  à  l a  spéci fication .  

Le  gauch issement à  haute  température  peu t être  spéci fié  pou r l es  apparei ls  à  pl us ieurs  
broches.  Les  parties  en  coplanari té  en  cond i tion  chaude  et  aux d imensions  de  sécuri té  
spéci fiées  à  température  ambian te  doivent  être  cons idérées  comme adm ises.  

La  spéci fication  correspondante  peu t i nd iquer des  cri tères  d 'examen  supplémentai res.  

S i  des  fissures  in ternes  son t détectées  par examen  non  destructi f i nd iqué  en  6. 6. 4,  e l l es  son t 
cons idérées  comme étant des  défau ts  ou  véri fiées  comme étant conformes  à  l 'a ide  de  
sections  pol i es  sur l e  s i te  i den ti fié.  

Pour l es  embal lages  réputés  être  su jets  aux fissures  verticales,  i l  est  recommandé  d 'u ti l i ser 
des  sections  pol i es  pour confi rmer l 'absence  de  fissures  proches  de  l a  verticale  dans  le  
mélange  à  mou ler ou  l 'encapsu lan t.  

6. 6. 3  M esu res  él ectriqu es  

Les  mesures  é lectri ques  doivent être  réal isées  sur tous  les  apparei ls  conformément à  l a  
spéci fication  pertinen te  (fiche  techn ique,  spéci fications  particu l i ères,  etc. ) .  

6. 6. 4  Examen  n on  d estru cti f ( l e  cas  éch éan t)  

Si  l a  spéci fication  particu l ière  l 'exige,  un  examen  non  destructi f ( tomodensi tométrie,  
m icroscopie  acoustique,  etc. )  doi t ê tre  réal isé.  

6. 7  Cl assifi cati on  

Si  un  ou  p l us ieurs  apparei ls  de  l 'échanti l lon  d 'essai  ne  satisfont pas  aux mesures  fi na les,  
l ' embal lage  doi t  être  considéré  comme ne  satisfa isan t pas  au  n i veau  soum is  à  essai .  

S i  un  apparei l  ne  satisfai t pas  au  n i veau  5,  i l  est cl assé  comme étant extrêmement sens ib le  à  
l 'hum id i té  et  un  embal lage  avec dessiccant ne  permettra  pas  d 'assurer une  protection  
adaptée.  S i  ces  apparei l s  sont expéd iés,  l e  cl i en t doi t être  i n formé de  l eur classi fication .  Le  
fourn isseur doi t  également prévoi r une  étiquette  d 'avertissement pour i nd iquer que  l es  
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apparei ls  doiven t être  montés  sur support ou  séchés  au  four dans  l e  temps  i nd iqué  sur 
l 'étiquette  avan t brasage par refusion .  

6. 8  Ren sei gn em en ts  d evan t fig u rer dan s  l a  spécifi cation  appl i cabl e  

Les  déta i ls  su ivan ts  doiven t être  i nd iqués  dans  la  spéci fication  appl icable :  

a)  n iveau  de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  et profi l  de  température  de  classi fication ;  

b)  cri tères  de  rejet,  y compris  l es  cri tères  d 'examen  non  destructi f,  ou tre  ceux ind iqués  en  
6. 6. 2  à  6 . 6. 4;  

c)  tou tes  l es  exigences  de  précond i tionnement d i fféren tes  de  cel l es  données  en  6 . 2  et 6 . 3 .  

7 Exi gences  d 'embal l ag e et d 'éti qu etage  

7. 1  Processu s  d 'embal l ag e  

7. 1 . 1  Séch ag e  d es  d i sposi ti fs  sen sibles  à  l 'h u m idi té  et  d es  m atéri au x d u  su pport 
avan t  scel l em en t d an s  l es  sacs  étan ch es  à  l 'h u mi d i té  

7. 1 . 1 . 1  Exi g en ces  – N i veau x 2 ,  C2a et  C3  

Les  d ispos i ti fs  sens ib les  à  l 'hum id i té  doiven t être  embal l és  dans  l es  sacs  étanches  à  
l 'hum id i té  dans  les  cond i tions  d 'envi ronnement i n férieures  à  30  °C/60  %  HR,  dans  l a  semaine  
qu i  su i t  l e  mou lage,  l a  vi tri fication ,  l 'é tuvage ou  au tre  processus  de  chauffage.  

Le  temps  d 'exposi ti on  du  fabricant n 'est pas  spéci fié .  

Les  sacs  étanches  à  l 'hum id i té  peuvent être  ouverts  pendant une  courte  période  (moins  de  
1  h ,  par exemple),  pu is  refermés,  pourvu  que,  l e  cas  échéant,  l a  carte  i nd icatrice  d ’hum id i té  
i nd ique  une  hum id i té  i n férieure  à  30  %  HR,  et  q ue  l e  dess iccant so i t  remplacé  par un  
dessiccant fra is .  Si  l e  sac étanche  à  l 'hum id i té  su ivan t est ouvert,  tant que  l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té  i nd ique  une  hum id i té  re lative  i n férieu re  à  30  %,  l a  durée  d 'ouverture  du  précédent 
sac étanche à  l 'hum id i té  peu t être  i gnorée.  Par conséquent,  s i  l a  carte  ind icatrice  d 'hum id i té  
i nd ique  une  hum id i té  re lati ve  i n férieure  à  30  %  l orsque  l e  sac étanche à  l 'hum id i té  est  ouvert,  
l e  s tockage  en  envi ronnement non  protégé  ne  dépend  pas  de  l a  durée  d 'ouverture  du  sac 
étanche à  l 'hum id i té .  

7. 1 . 1 .2  Exig en ces  d e  séch ag e  – N i veau x 2a,  3,  4  ou  5  

Les  d isposi ti fs  sens ib les  à  l 'hum id i té  classés  au  n iveaux 2a,  3 ,  4  ou  5  doivent être  séchés  
selon  l 'Article  9  avant d 'être  scel lés  dans  l es  sacs  étanches  à  l 'hum id i té.  Le  dé la i  en tre  l e  
séchage  et  le  scel l ement ne  doi t  pas  dépasser l e  temps  d 'exposi tion  du  fabrican t (MET)  moins  
l a  durée  accordée aux d istribu teu rs  pour ouvri r l es  sacs  et rembal ler l es  p ièces.  S i  l e  MET  
réel  du  fourn isseur est supérieur à  l a  durée  par défaut de  24  h ,  le  temps  réel  do i t  être  u ti l i sé.  
S i  l a  pratique  du  d istribu teur cons iste  à  rembal ler l es  sacs  étanches  à  l 'hum id i té  avec un  
dess iccant  acti f,  i l  n 'est  pas  u ti l e  de  dédu i re  cette  durée  du  temps  d 'exposi ti on  du  fabricant.  

Les  processus  de  chauffage  te ls  que  le  mou lage,  l a  vi tri fication  ou  l 'étuvage  peuvent être  
cons idérés  comme étant  des  opérations  de  séchage  préalable.  S i  l es  d isposi ti fs  sens ib les  à  
l 'hum id i té  sont  stockés  dans  des  cond i ti ons  con trôlées  à  fa ib le  hum id i té  tant  qu ' i l s  ne  sont pas  
embal l és  dans  des  sacs  étanches  à  l ' hum id i té,  l e  temps  d 'exposi ti on  du  fabricant peu t être  
étendu .  

7. 1 . 1 .3  Exig en ces  d e  séch ag e  – M atériau x du  su pport  

Les  matériaux qu i  composent l es  supports  te ls  que  l es  p lateaux,  l es  tubes,  l es  bobines,  etc.  
peuvent avoir un  impact sur l es  capaci tés  du  dess iccant p lacé  dans  l e  sac étanche à  
l ' hum id i té.  Par conséquent,  les  effets  de  ces  matériaux doivent être  compensés  par étuvage 
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ou ,  l e  cas  échéan t,  par a jou t de  dessiccant  supplémentai re  dans  le  sac étanche à  l 'hum id i té,  
afi n  de  garanti r la  durée  l im i te  de  stockage  des  apparei ls  (voi r 8 . 1 . 2 ).  

7. 1 . 1 .4  Exig en ces  d e  séch ag e  – Au tres  

Les  fourn isseurs  peuvent u ti l i ser l 'effet desséchan t des  processus  en  l i gne  normaux 
(tra i tement post-mou lage,  tra i temen t de  marquage  et  vi tri fication ,  par exemple)  afin  de  rédu i re  
la  durée  d 'étuvage.  Une  évaluation  d 'équ ivalence  est recommandée pour s 'assurer que  l e  
tra i temen t à  haute  température  permet de  mainten i r un  gain  de  masse  d 'hum id i té  à  un  n iveau  
acceptable.  Le  gain  de  masse  tota l  de  l 'apparei l  au  moment de  son  embal l age  dans  l e  sac 
étanche  à  l 'hum id i té  ne  doi t  pas  dépasser le  gain  d 'hum id i té  de  cet apparei l  sec,  pu is  exposé  
à  une  température  de  30  °C  et  une  hum id i té  re lative  de  60  %  pendant l e  temps  d 'exposi ti on  
du  fabricant  moins  l a  durée  des  d istribu teurs.  

7. 1 . 1 .5  Du rée excéd en taire  en tre  l 'étu vag e et  l 'em bal l age  

Si  l a  durée  adm ise  en tre  l 'étuvage et  l 'embal l age  est  dépassée,  l es  apparei ls  doiven t être  de  
nouveau  séchés  conformément au  9 . 1 .  

7. 1 . 2  M i se sou s  vid e et scel l em en t  

L'embal l age  de  type  1  pour l es  n i veaux MSL 2,  C2a  et  C3  peut ne  pas  être  m is  sous  vide.  

Pour le  sac étanche  à  l ' hum id i té  un iquement:  L 'embal l age  personnel  (bobine,  p lateau ,  tube,  
par exemple)  peut  être  m is  sous  vide  et scel lé  pour fixer l 'embal lage  personnel ,  l e  dessiccan t 
et  l a  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té.  

Mettre  partie l lement ou  l égèrement sous  vi de  pour rédu ire  le  volume.  I l  convient de  ne  pas  
tota lement mettre  sous  vi de  car cela  rédu i rai t  l 'effi caci té  du  dess iccant.  

Pour assurer un  mei l l eu r examen  visuel ,  i l  est  préférable  de  prévoi r un  vi de  p l us  importan t,  
tan t que  l es  apparei ls  ne  sont pas  endommagés.  Observer le  produ i t  pour détecter l a  
présence  de  fu i te  d 'a i r ou  un  embal l age  trop  serré  ou  trop  l âche.  

Embal lage  au  gaz sec (facu l tati f) .  

Fai re  le  vi de  à  50  hPa  et  rempl i r l e  sac avec de  l 'azote  pur sec ou  de  l 'a i r sec.  I l  convien t de  
répéter ce  processus  cinq  fois  pour obten i r une  atmosphère  pure  à  99  %  dans  le  sac étanche  
à  l 'hum id i té.  

7. 2  M atéri au  d 'em bal l ag e pou r embal lage  avec d essi ccan t 

7. 2. 1  Sac étan ch e  à  l 'h u m i di té  (M BB)  

Le  sac étanche  à  l 'hum id i té  doi t  satisfai re  aux exigences  de  l a  norme nationale  
correspondante  en  matière  de  souplesse,  de  protection  con tre  les  décharges  é lectrostatiques,  
de  résistance  mécan ique  et de  rés istance  à  l a  perforation .  Le  sac doi t être  col l able  à  chaud .  
Le  coefficient  de  transm ission  de  l a  vapeur d ’eau  (WVTR)  est  mesuré  conformément aux 
normes  nationales  pertinen tes  eu  égard  au  coeffi cien t de  transm iss ion  de  l a  vapeur d ’eau  à  
travers  un  fi lm  et une  feu i l l e  p l asti ques  à  l 'a ide  d 'un  capteur in frarouge modu lé.  

Le  Tableau  5  présente  l e  coefficien t de  transm ission  de  la  vapeur d ’eau  recommandé d 'un  sac 
étanche  à  l 'hum id i té  de  Type  1  et  de  Type  2  après  essai  de  fl exion ,  conformément aux 
normes  nationales  pertinen tes  re lati ves  à  la  durabi l i té  de  souplesse  des  matériaux de  barrière  
flexible.  
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Tableau  5  – Propri étés  d e  m atéri au  d 'u n  sac étan ch e à  l 'h u mi d i té  

Type  Propri étés  d e  m atéri au  Val eu rs  recom m an d ées  

1  
mécan ique  

Sac scel l é  sur au  moins  deux côtés.  Coeffi cien t  de  transm ission  de  
l a  vapeur d ’eau  (WVTR)  cl assique  de  ≤0, 1  g /m 2  en  24  h  à  40  °C,  
90  %  HR.  

ch im ique  Pas  de  dégazage  de  substances  dangereuses  pou r l es  apparei l s .  

2  
mécan ique  

Sac scel l é  sur au  moins  deux côtés.  Coeffi cien t  de  transm ission  de  
l a  vapeur d ’eau  (WVTR)  de  ≤0, 03  g /m 2  en  24  h  à  40  °C,  90  %  HR.   

ch im ique  Pas  de  dégazage  de  substances  dangereuses  pou r l es  apparei l s .  

 

7. 2. 2  Dessi ccan t  

Le  dess iccant est composé d 'arg i l e  acti ve  (ben ton i te) ,  de  gel  de  s i l ice  ou  d 'un  tam is  
molécu la i re.  

Le  matériau  du  dessiccan t doi t satisfai re  aux normes  nationales  pertinen tes  re lati ves  aux 
dess iccants  acti vés  u ti l i sés  pour la  déshum id i fi cation  statique  des  sacs  d 'embal l age.  Le  
dess iccant doi t être  non  pu lvéru len t,  non  corros i f et  en  mesure  d 'absorber l es  quanti tés  
spéci fiées  dans  l a  norme.  Le  dessiccan t doi t ê tre  embal lé  dans  des  sacs  perméables  à  
l 'hum id i té.  La  quanti té  de  dess iccant  u ti l i sée,  par sac étanche  à  l 'hum id i té,  doi t être  fonction  
de  l a  surface  du  sac et du  coefficient de  transm ission  de  la  vapeur d ’eau  (WVTR),  de  man ière  
à  main ten i r une  hum id i té  re lative  à  l ' i n térieur du  sac étanche  à  l ' hum id i té  de  moins  de  30  %  à  
25  °C  pour une  class i fication  d 'apparei l  C2a  et C3,  et  de  moins  de  1 0  %  à  25  °C  pour les  
d ispos i ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té  cl assés  entre  l es  n i veaux 2a  et  5 .  

NOTE  Pour comparer d i fférents  types  de  dess iccant,  certa ines  spéci fi cati ons  on t  adopté  "UN ITÉ"  comme étant  
l ' un i té  de  mesure  de  base  de  l a  quanti té  de  matériau  de  dess iccant.  Une  UN I TÉ  de  dess iccant  est  défi n ie  comme 
la  quan ti té  permettant  d 'absorber au  moins  2 , 85  g  d e  vapeu r d 'eau  à  20  %  HR et  25  °C.  

Cal cu l  d e  l a  m asse de  d essi ccan t n écessai re:  

L'formu le  s impl i fiée  su ivan te  peu t être  u ti l i sée  pour l e  n i veau  2a  et les  n iveaux supérieurs  
l orsque  l a  capaci té  du  dessiccant à  1 0  %  HR et 25  °C  est  connue:  

Formu l e  (1 )  
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D
4,30

D

AWVTRM
m

×××
=  (1 )  

où  

mD  est  l a  masse  de  dessiccant,  en  grammes;  

M est  l a  d urée  l im i te  de  stockage  souhai tée,  en  mois;  

WVTR  est  l e  coefficien t de  transm ission  de  l a  vapeur d ’eau ,  en  g /m 2  ×  24  h ;  

A  est  l a  surface  tota le  du  sac étanche  à  l 'hum id i té ,  en  m 2 ;  

Dg  est  la  masse  d 'eau ,  en  grammes,  que  1  g  de  dess iccant  va  absorber à  1 0  %  HR et  
25  °C.  

NOTE  1  Le  facteur constan t  30, 4  permet de  converti r l es  mois  en  j ou rs.  

NOTE  2  Un  dess iccant suppl émentai re  peu t être  exigé  s i  des  pl ateaux,  d es  tubes,  d es  bobines,  des  bouchons  en  
mousse,  etc. ,  sont  p l acés  sans  étuvage  dans  l e  sac,  afi n  d 'absorber l 'h um id i té  con tenue  dans  ces  matériaux.  

Les  formu les  su ivantes  peuvent  être  u ti l i sées  pour tous  l es  n i veaux s i  des  détai ls  
supplémenta ires  re lati fs  aux constan tes  du  matériau  peuvent être  obtenus:  
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Formu l e  (2)  
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S i  l ' i n fl uence du  matériau  d 'embal lage  à  l ' i n térieur du  sac étanche  à  l 'hum id i té  (K2  ×  mP)  peu t 
être  i gnorée:  

Formu l e  (3)  
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où  

mD  est  la  masse  de  dessiccant,  en  grammes;  

M est  l a  d urée  l im i te  de  stockage  souhai tée,  en  mois;  

WVTR   est  le  coefficien t de  transm ission  de  l a  vapeur d ’eau ,  en  g /m 2  ×  24  h  à  40  °C;  

A  est  la  surface  tota le  du  sac étanche  à  l 'hum id i té ,  en  m 2 ;  

h 1  est  l 'hum id i té  re lati ve  prévue  à  l 'extérieur du  sac étanche  à  l ' hum id i té  dans  la  zone  de  
stockage,  en  pourcentage;  

h2  est  l 'hum id i té  relati ve  moyenne  à  l ' in térieur du  sac étanche  à  l ' hum id i té,  en  
pourcentage;  

K1  est  un  coefficien t l i é  au  matériau  d 'embal lage  et  à  l a  température  de  stockage  
moyenne;  

C1  est  le  taux d 'absorption  d 'hum id i té  i n i ti a l  du  dessiccan t,  en  pourcentage;  

C2  est l e  taux d 'absorption  d 'hum id i té  d u  dess iccant à  un  taux d 'hum id i té  maximal  
acceptable  à  l ' i n térieur du  sac étanche  à  l ' hum id i té,  en  pourcentage;  

K2  est  un  coefficient l ié  au  taux d 'absorption  d 'hum id i té  du  matériau  d 'embal lage  à  
l ' i n térieur du  sac étanche  à  l 'hum id i té ;  

mP  est  l a  masse  du  matériau  d 'embal lage  à  l ' i n térieur du  sac étanche à  l 'hum id i té .  

Sauf i nd ication  con tra ire,  l ' hum id i té  re lati ve  dans  l a  zone  de  s tockage  (h 1 )  peu t être  estimée  à  
75  % .  Voi r 8. 1 . 1 .  

Pour h2 ,  i l  est recommandé d 'u ti l i ser l a  valeur moyenne  entre  l ' hum id i té  re lati ve  i n i tia le  et  
l ' hum id i té  re lati ve  maximale  acceptable  à  l ' i n térieur de  l 'embal lage.  Voir 7 . 1 . 1 .  

Formu l e  (4)  
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où  

Pθ  est  le  coefficien t  de  perméabi l i té  à  l 'hum id i té  de  la  feu i l l e  u ti l i sée  pour porter le  sac 
étanche à  l 'hum id i té  à  l a  température  de  s tockage moyenne  de  θ  (en  °C)  ,  d onné  en  
g  cm /cm 2 · s· kPa;  

P40  est  un  coefficient  de  perméabi l i té  à  l 'hum id i té  à  40  °C,  en  g  cm/cm 2 · s· kPa;  

pθ  est  l a  press ion  de  vapeur saturante  à  θ  (en  °C)  donnée en  kPa;  

p40  est  la  press ion  de  vapeur saturante  à  40  °C,  en  kPa.  
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7. 2. 3  In d i cateu r d 'h u m id i té  

7. 2. 3.1  Carte  in d icatri ce d 'h u m idi té  (H IC)  

La  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té,  l e  cas  échéant,  doi t satisfai re  aux normes  nationales  
pertinentes  re lati ves  aux cartes  i nd icatrices  d 'hum id i té  imprégnées  ch im iquement.  

Pour l es  n iveaux C2a  et C3,  l a  carte  ind icatrice  d 'hum id i té  doi t  présenter une  valeur de  
sens ib i l i té  de  30  %  HR,  qu i  peut  être  i nd iquée  par des  poin ts  de  cou leur avec des  valeurs  de  
sens ib i l i té  de  20  %  HR,  30  %  HR et 40  %  HR.  

Pour l es  n i veaux 2a  à  5 ,  la  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té  doi t présenter au  moins  3  poin ts  de  
cou leur avec des  valeurs  de  sens ib i l i té  de  5  %  HR,  1 0  %  HR et 60  %  HR.  Des  exemples  de  
cartes  i nd icatrices  d 'hum id i té  sont donnés  à  l a  F igure  2 .  

 

 Une  hum id i té  i n férieure  à  30  %  HR peu t être  confi rmée  par comparaison  d 'une  cou l eu r ( l avande).  

 

An g l ai s  Fran çai s  

Hum id i ty i n d icator  I nd icateur d 'hum id i té  

Read  at  l avender  Lavande  

 
F i g u re  2a)  – Exem pl e  d e  carte  i n d i catri ce  d 'h u m i d i té  pou r l es  n i veau x C2a et  C3  

IEC 
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An g l ai s  Fran çai s  

HUMIDITY I NDICATOR  I NDICATEUR D'HUMIDITÉ  

Compl ies  wi th  I EC 60749-20-1  Sati sfai t  à  l ’ I EC 60749-20-1  

LEVEL 2  PARTS  PARTIES  DE  N IVEAU  2  

Bake  parts  i f 60  %  i s  NOT b l ue  Parties  d 'étuve  s i  60  %  n 'est  PAS  bleu  

Lot number  Numéro  de  l ot  

LEVEL 2A-5A PARTS  PARTIES  DE  N IVEAU  2A-5A  

Bake  parts   i f 1 0  %  i s  NOT bl ue  and  5  %  i s  p i nk  Parties  d 'étuve  s i  1 0  %  n 'est  PAS  bleu  et  5  %  est  
rose  

Manufactu rer’ s  i denti fi cation  I denti fi cati on  du  fabricant  

I n i ti a l  u se:  Do  not  pu t  th i s  card  i n to  a  bag  i f 60  %  
i s  p i nk.  

Uti l i sation  i n i ti a l e:  Ne  pas  p l acer cette  carte  dans  
un  sac s i  60  %  est  rose.  

 
F i g u re  2b)  – Exem pl e  d e  carte  i n d i catri ce  d 'h u m i d i té  pou r l es  n i veau x 2  à  5  

Figu re 2  – Exempl es  d e  cartes  in d i catri ces  d 'h u mid i té  

7. 2. 3. 2  Dessi ccan t  i n d i cateu r d 'h u m id i té  

Le dess iccant i nd icateur d 'hum id i té  peut être  u ti l i sé  en  a l ternative  à  l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té,  dans  l e  cadre  d 'un  accord  en tre  l ' u ti l i sateur et  l e  fabricant.  

Un  dess iccant dont l a  cou leur (te in te)  change sens ib lemen t l orsqu 'un  certain  n i veau  
d 'hum id i té  re lative  est  dépassé  doi t  ê tre  u ti l i sé.  

Les  dess iccants  actuel l ement d ispon ib les  passent du  b leu  (sec)  au  rose  (hum ide) .  Les  
méthodes  d 'évaluation  détai l l ées  doivent être  précisées  dans  l a  spéci fi cation  particu l ière.  
Voi r 8. 3. 2 .  

7. 3  In form ation s  à  don n er su r les  étiqu ettes  

Les  in formations  su ivan tes  doivent  être  i nd iquées  sur l es  étiquettes  p lacées  sur l 'embal lage.  

a)  N iveau  de  sensib i l i té  à  l ' hum id i té  

Le  cas  échéan t,  i l  convient d ' i nd iquer l e  n iveau  de  sensib i l i té  à  l 'hum id i té  pour MSL1 .  Les  
d ispos i ti fs  i nsensib les  à  l 'hum id i té  ne  font l 'obj et  d 'aucune  exigence.  

IEC 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 54  – I EC 61 760-4: 201 5  © I EC  201 5  

S i  un  accord  a  été  conclu  entre  l 'u ti l i sateur et  l e  fourn isseur,  l e  code  a lphabétique  i n i ti a l  C  
peu t être  om is  sur l es  éti quettes.  

L' ind ication  d 'un  ou  p l us ieurs  des  é léments  su ivants  est facu l tative:  

b)  symbole  de  sens ib i l i té  à  l 'hum id i té;  

c)  étiquette  d ' i den ti fication  de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  (MSID) ;  

d )  éti quette  de  m ise  en  garde  de  sens ibi l i té  à  l 'hum id i té  (MSCL) .  

Des  exemples  sont  donnés  à  l ’Annexe  D.  

8 M ani pul ati on  d es  d i sposi ti fs  sen si bl es  à  l 'humi di té  

8. 1  Stockag e  

8. 1 . 1  Con d iti on s  d e  stockage  recom man d ées  

Voi r l ' I EC  61 760-2,  avec ce  qu i  su i t.  

•  Basse  température  de  l 'a i r:   5  °C.  

•  Température  de  l 'a i r é levée:   40  °C.  

•  Hum id i té  re lati ve  basse:    1 0  % .  

•  Hum id i té  re lati ve  é levée:    75  % .  

•  Hum id i té  absolue  é levée:   25  g /m 3 .  

Les  cond i ti ons  de  stockage  peuvent  être  considérées  comme étan t sûres  s i  l a  combinaison  
des  l im i tes  spéci fi ées  de  75  %  HR et  40  °C  n 'est  pas  dépassée p lus  de  1 0  fois  par an  pendant  
l e  s tockage,  quel le  que  soi t  l a  durée  à  chaque  fo is,  et  s i  l 'une  des  l im i tes  spéci fiées  (75  %  RH  
ou  40  °C)  n 'est pas  dépassée  plus  de  30  j ou rs  par an .  

La  durée  de  stockage spéci fiée  par l e  fabricant  ne  doi t  pas  être  dépassée.  I l  est cependant 
recommandé que  l a  durée  de  stockage tota le  ne  dépasse  pas  deux ans  (par l e  fabricant et  l e  
consommateur)  mais  i l  convient qu ’e l l e  soi t l im i tée  à  un  an  après  la  réception  des  produ i ts  par 
l e  consommateur.  

Dans  les  cas  particu l iers,  la  du rée  de  stockage  exacte,  a ins i  que  les  règ les  de  requal i fication ,  
s i  l a  d urée  est dépassée,  sont ind iquées  dans  l a  spéci fication  du  composant.  

S i  l e  s tockage  doi t  durer p lus  l ongtemps,  i l  convient de  consu l ter l e  fabricant pour conven ir de  
cond i tions  de  stockage  et d 'embal l age  appropriées.  

Pendan t l e  stockage,  i l  convient que  l a  p l us  peti te  un i té  de  cond i ti onnement (SPU)  reste  de  
préférence dans  l 'embal l age  d 'ori g ine.  

Même s i  l es  produ i ts  son t s tockés  pour des  périodes  p lus  courtes,  i l  est  consei l lé  d 'appl iquer 
l es  cond i tions  de  température  et  d 'hum id i té  mentionnées  ci -dessus.  

Pour l es  composants  "dern ier appel " ,  l e  fabrican t et l ’ u ti l i sateur doiven t trouver un  accord  sur 
l es  cond i tions  de  stockage permettan t de  préserver l es  propriétés  du  composant.  

8. 1 . 2  Du rée  l i mite  d e  stockag e  

La  durée  l im i te  de  stockage  calcu lée  des  d ispos i ti fs  sens ib les  à  l 'hum id i té  embal lés  à  sec doi t  
être  d 'au  moins  1 2  mois  à  compter de  l a  date  de  fermeture  du  sac,  stocké  dans  un  m i l i eu  
atmosphérique  sans  condensation  de  ≤40  °C,  ≤75  %  HR.  
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NOTE  La  d u rée  l im i te  de  stockage  calcu lée  m in imale  est  de  1 2  mois  à  compter de  l a  d ate  de  fermeture  d u  sac.  S i  
l a  du rée  de  stockage  réel l e  dépasse  1 2  mois  et  que  l a  carte  i nd icatri ce  d ' hum id i té  i n d ique  que  l ' étuvage  n 'est  pas  
exi gé,  l a  refusion  des  apparei l s  en  fonction  du  n i veau  de  sensib i l i té  à  l ' h um id i té  d 'ori g i ne  est  une  opérati on  sû re.  
Tou tefo i s ,  l es  facteurs  non  prévus  au tres  que  l a  sens ibi l i té  à  l 'hum id i té  peuvent avoi r un  impact  sur l a  du rée  l im i te  
de  stockage  totale  d es  apparei l s  ( l a  détéri oration  de  l a  brasabi l i té  par oxydation ,  par exemple).  

8. 1 . 3  Stockage  en  en vi ron n emen t  n on  protég é  

Voir Tableau  1 .  

Le  s tockage en  envi ronnement non  protégé  pour le  n iveau  de  sens ib i l i té  à  l 'hum id i té  est 
spéci fié  au  Tableau  1 .  Dans  l e  cas  des  n i veaux de  sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  1  et  2 ,  i l  convien t 
que  l a  somme des  durées  de  conservation  (stockage  en  envi ronnement non  protégé  et du rée  
de  stockage)  ne  dépasse  pas  l a  période  de  s tockage  maximale.  

8. 2  DES  

Compte  tenu  de  l a  fa ib le  hum id i té  l i ée  de  l 'environnement d 'étuvage,  i l  convien t  d 'observer l es  
précautions  prises  con tre  les  décharges  é lectrostati ques  l ors  de  l a  man ipu lation  des  
embal lages.  S i  des  apparei ls  son t reti rés  des  tubes,  des  p lateaux ou  des  bobines,  l es  
procédures  de  man ipu lation  normal isées  des  DES  doiven t être  u ti l i sées  pendant et  après  l e  
retrai t.  

NOTE  Pour obten i r d ' au tres  i n formations  relati ves  à  l a  man i pu lati on  des  apparei l s  sensib les  à  l 'é l ectri ci té  s tati que,  
voi r l ' I EC 61 340-5-1 .  

8. 3  In d i cati on  d 'h u mid i té  

8. 3. 1  Carte  i n d i catri ce d ’ h u m idi té  (H IC)  

8. 3. 1 . 1  G én éral i tés  

Une  hum id i té  excess ive  dans  l 'embal lage  avec dessiccant est  i nd iquée  par l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té  (H IC).  Cela  peu t se  produ i re  su i te  à  une  mauvaise  man ipu lation ,  un  mauvais  
tra i temen t ou  un  s tockage i ncorrect.  La  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té  est réversible .  

I l  convien t de  l i re  l a  carte  ind icatrice  d 'hum id i té  dans  l a  m inu te  qu i  su i t  l e  retra i t  du  sac 
étanche  à  l 'hum id i té.  Pour une  p lus  grande  exacti tude,  i l  convien t de  l i re  l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té  à  23  °C  ±  5  °C.  

Su ivre  les  instructions  données  sur l a  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té  et l ' éti quette  de  m ise  en  
garde  de  sensib i l i té  à  l 'hum id i té  (MSCL)  associée.  

8. 3. 1 .2  In d i cati on  1  de  l a  carte  in d i catri ce d 'h u m id i té  

Si  l es  endroi ts  à  5  %,  1 0  %  et  60  %  HR son t secs,  l es  composants  des  n iveaux 2 ,  2a,  3 ,  4  et  5  
son t tou j ours  correctement secs.  

Pour l es  d ispos i ti fs  sensibles  à  l 'hum id i té  des  n i veaux C2a  et  C3,  s i  l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té  révèle  que  l 'hum id i té  à  l ' in térieur du  sac étanche  à  l 'hum id i té  ne  dépasse  pas  30  %  
HR,  l es  composants  sont tou j ours  correctement  secs.  

8. 3. 1 .3  In d i cati on  2  de  l a  carte  i n d i catri ce  d 'h u m id i té  

Si  l 'endroi t à  5  %  HR révèle  l a  présence d 'hum id i té,  que  l 'endroi t à  1 0  %  HR n ' i nd ique  pas  
que  l 'é l ément est sec et que  l 'endroi t à  60  %  i nd ique  qu ' i l  est sec,  l es  composants  des  
n i veaux 2a,  3 ,  4  et  5  on t  été  exposés  à  un  n iveau  d 'hum id i té  trop  é levé,  et  i l s  doiven t être  
séchés  conformément aux instructions  en  9. 1 .  Toutefois,  l es  composan ts  de  n iveau  2  son t 
tou jours  correctement secs.  
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Pour l es  d ispos i ti fs  sensibles  à  l 'hum id i té  de  n iveaux C2a  et C3,  s i  l a  carte  i nd icatrice  
d 'hum id i té  i nd ique  l a  présence  poss ible  d 'hum id i té  à  p lus  de  30  %  HR à  l ' in térieur du  sac 
étanche  à  l 'hum id i té,  l es  d isposi ti fs  sensib les  à  l 'h um id i té  on t été  exposés  à  un  n iveau  
d 'hum id i té  trop  importan t,  et  do iven t être  séchés  conformément aux i nstructions  en  9 . 1 .  

8. 3. 1 .4  In d i cati on  3  de  l a  carte  in d i catri ce d 'h u m id i té  

Si  l es  endroi ts  à  5  %,  1 0  %  et 60  %  HR révèlent  l a  présence  d 'hum id i té,  l es  composants  de  
n i veau  2  et n i veaux supérieurs  on t été  exposés  à  un  n iveau  d 'hum id i té  trop  importan t et  
doivent  être  séchés  conformément aux i nstructions  en  9 . 1 .  

Les  cartes  ind icatrices  d 'hum id i té  ne  doivent  pas  être  réu ti l isées  l orsque  l 'endroi t  à  60  %  
ind ique  l a  présence  d 'hum id i té .  

8. 3. 2  Dessi ccan t  i n d i cateu r d 'h u m i di té  

La cou leur du  dess iccant peu t être  lue  au  bout d 'une  période  p l us  l ongue  que  l a  carte  
i nd icatrice  d 'hum id i té  après  son  retrai t d u  sac étanche  à  l 'hum id i té,  mais  de  tou te  façon  dans  
l a  d izaine  de  m inu tes  qu i  su i t.  Les  méthodes  d 'évaluation  détai l l ées  doiven t  être  précisées  
dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

8. 4  Débal l ag e et rem bal l ag e  

Si  l e  sac doi t être  ouvert,  couper s implement l e  hau t du  sac auss i  proche  que  possib le  de  l a  
fermeture  d 'ori g ine,  en  vei l l ant à  ne  pas  endommager son  con tenu .  Une  découpe proche de  la  
fermeture  permet de  conserver l a  l ongueur de  sac maximale  pour l a  refermeture.  

Les  d isposi ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té  peuvent  être  replacés  dans  l eur sac d 'ori g ine  avec le  
dess iccant et  l a  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té  ou  l e  dess iccant  i nd icateur d 'hum id i té  d 'ori g ine,  à  
cond i ti on  qu ' i l s  n 'aient pas  été  exposés  à  des  cond i tions  supérieures  à  30  °C  et 60  %  
d 'hum id i té  relati ve  pendant une  durée  cumu lée  de  pl us  de  30  m in .  Noter sur l e  sac l a  du rée  
pendant l aquel le  i l  a  été  ouvert.  

S i  l a  carte  i nd icatrice  d 'hum id i té  n 'est p lus  propre  à  l ' usage,  les  d ispos i ti fs  sens ib les  à  
l 'hum id i té  doivent  être  de  nouveau  séchés  et embal lés  conformément à  7. 1 .  

9  Séch age  

9. 1  Option s  d e  séch ag e  

Sauf i nd ication  contra ire  dans  l a  spéci fication  du  produ i t,  i l  convien t d 'appl i quer l es  exemples  
d 'options  de  séchage  de  composant donnés  au  Tableau  6  (réétuvage)  et au  
Tableau  7(étuvage préalable  à  l 'embal l age  avec dess iccant)  pour l es  d i fférents  n i veaux de  
sens ib i l i té  à  l 'hum id i té  et  exposi tions  à  l 'hum id i té  ambian te  de  ≤60  %  HR.  Les  cond i tions  de  
réétuvage et  l es  cond i ti ons  d 'étuvage préalable  à  l 'embal l age  avec dessiccan t doivent  être  
conformes  aux spéci fications  du  produ i t.  

Le  séchage  à  l 'a ide  d 'une  option  adm ise  re lance  l e  décompte  du  temps  de  stockage  en  
envi ronnement non  protégé.  S i  l e  composant est séché  et p lacé  dans  l e  sac étanche  à  
l 'hum id i té  avec un  dess iccant frais ,  l a  d urée  l im i te  de  stockage  est de  nouveau  défin ie.  
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Tabl eau  6  – Con d iti on s  de  réétu vag e  –  
Exempl e  d 'u n  type d 'apparei l  en  boîti er pl asti q u e  

Epai sseu r 
d u  corps  
d u  CM S 

M SL Etu vag e  à  1 25 °C  +5/-0  ° C  Etu vag e  à  90  °C  +5/-0  °C  

≤5 % H R 

Etu vag e à  40  °C  +5/-0  °C  

≤5 % H R 

  Stockag e  
en  en vi ron -
n em en t n on  

protég é  
d épas sé  d e   

>72  h   

Stockag e 
en  en vi ron -
n em en t n on  

protég é  
d épas sé d e   

≤72  h   

Stockag e  
en  en vi ron -
n em en t n on  

protég é 
d épas sé  d e   

>72  h  

Stockag e 
en  en vi ron -
n em en t n on  

protég é 
d épas sé d e   

≤72  h  

Stockag e  
en  en vi ron -
n em en t n on  

protég é  
d épas sé  d e   

>72  h  

Stockag e en  
en vi ron -

n em en t n on  
protég é  

d épas sé  d e   

≤72  h  

≤1 , 4  mm  

C2a,
C3  

9  h  7  h  33  h  23  h  1 3  j ou rs  9  j ou rs  

2a  7  h  5  h  23  h  1 3  h  9  j ou rs  7  j ou rs  

3  9  h  7  h  33  h  23  h  1 3  j ou rs  9  j ou rs  

4  1 1  h  7  h  37  h  23  h  1 5  j ou rs  9  j ou rs  

5  1 2  h  7  h  41  h  24  h  1 7  j ou rs  1 0  j ou rs  

≤2, 0  mm  

C2a,
C3  

27  h  1 7  h  4  j ou rs  2  j ou rs  37  j ou rs  23  j ou rs  

2a  21  h  1 6  h  3  j ou rs  2  j ou rs  29  j ou rs  22  j ou rs  

3  27  h  1 7  h  4  j ou rs  2  j ou rs  37  j ou rs  23  j ou rs  

4  34  h  20  h  5  j ou rs  3  j ou rs  47  j ou rs  28  j ou rs  

5  40  h  25  h  6  j ou rs  4  j ou rs  57  j ou rs  35  j ou rs  

≤4, 5  mm  

C2a,
C3  

48  h  48  h  1 0  j ou rs  8  j ou rs  79  j ou rs  67  j ou rs  

2a  48  h  48  h  1 0  j ou rs  7  j ou rs  79  j ou rs  67  j ours  

3  48  h  48  h  1 0  j ou rs  8  j ou rs  79  j ou rs  67  j ou rs  

4  48  h  48  h  1 0  j ou rs  1 0  j ou rs  79  j ou rs  67  j ou rs  

5  48  h  48  h  1 0  j ou rs  1 0  j ou rs  79  j ou rs  67  j ou rs  

NOTE  1  Ce  tableau  repose  sur l es  CMS  à  cad re  de  montage  mou lé  l es  moins  favorables.  Les  u ti l i sateurs  peuvent  
rédu i re  l a  du rée  d 'étuvage  réel l e,  s i  cela  est j usti fi é  d 'un  poin t  de  vue  techn i que  (données  d 'absorption /désorpti on ,  
etc. ) .  Cela  s 'appl i que  l e  p l us  souvent aux CMS  non  hermétiques.  

NOTE  2  C2a  et  C3a  peuvent ne  pas  être  étuvés  s i  l e  n i veau  30  %  HR n 'est  pas  dépassé.  

 

Le  Tableau  7  donne  l es  cond i ti ons  d 'étuvage préalables  à  l 'embal lage  avec dess iccant chez 
un  fourn isseur et/ou  un  d istributeur et  permet un  temps  d 'exposi ti on  du  fabrican t tota l  maximal  
de  24  h .  
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Tabl eau  7  – Con d iti on s  d 'étu vag e préal abl e  à  l 'embal l ag e avec dessi ccan t –  
Exempl e  d 'u n  type d 'apparei l  en  boîtier pl asti q u e  

Epai sseu r d u  corps  d u  
CM S  

M SL  Etu vag e  à   

1 25  ° C  +5/−0  °C  

Etu vag e  à   

1 50  ° C  +5/−0  °C  

  h  h  

≤1 , 4  mm  2a  8  4  

3  1 6  8  

4  21  1 0  

5  24  1 2  

≤2, 0  mm  2a  23  1 1  

3  43  21  

4  48  24  

5  48  24  

≤4, 5  mm  2a  48  24  

3  48  24  

4  48  24  

5  48  24  

NOTE  Les  du rées  d 'étuvage  i nd i quées  reposent su r l es  cond i ti ons  l es  moins  favorables,  qu i  son t  cel l es  d 'u n  
fourn i sseur et/ou  d 'un  d i s tri bu teur.  Une  oxydation  peut  se  produ i re.  Les  fou rn i sseu rs  peuvent  rédu i re  l a  du rée  
d 'étuvage  réel l e ,  s i  cela  est  j us ti fi é  d 'u n  poi n t  de  vue  techn i que  (données  d 'absorpti on/désorption ,  etc. ).  

 

Le  fourn isseur doi t  communiquer de  man ière  formel le  au  d istribu teur l a  durée  maximale  au  
cours  de  laquel le  l e  produ i t peu t être  descel lé  (chez l e  d istribu teur)  avant de  procéder au  
réétuvage.  

9. 2  M éth odes  

9. 2. 1  Con sid ération s  g én éral es  relatives  à  l 'étu vag e  

9. 2. 1 . 1  Su pports  h au te  températu re  

Sauf i nd ication  con trai re  par l e  fabricant,  l es  d isposi ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té  expéd iés  dans  
des  supports  hau te  température  (des  plateaux hau te  température,  par exemple)  peuvent être  
étuvés  dans  l es  supports  à  1 25  °C.  

9. 2. 1 .2  Su pports  basse températu re  

Les  apparei ls  expéd iés  dans  des  supports  basse  températu re  ( tubes,  p lateaux basse  
température,  bobines)  peuvent ne  pas  être  étuvés  dans  les  supports  à  une  température  
supérieure  à  40  °C.  S i  une  température  d 'étuvage  p lus  é levée est exigée,  l es  apparei ls  
doivent être  reti rés  des  supports  basse  température,  p l acés  dans  des  supports  sûrs  d 'un  poin t 
de  vue  therm ique,  étuvés,  pu is  replacés  dans  l es  supports  basse  température.  

NOTE  La  man ipu lati on  manuel l e  peu t  augmenter l e  ri sque  de  dommage mécan ique  et/ou  de  décharge  
électrostati que.  

9. 2. 1 . 3  El émen ts  d e  con ten eu r en  papi er et  p l astiq u e  

Les  é léments  de  conteneur en  papier et  p l asti que  te ls  que  l es  boîtes  en  carton ,  l es  
embal l ages  à  bu l l e ,  l es  enveloppes  en  p lasti que,  etc. ,  doivent être  reti rés  de  l 'envi ronnement 
du  support avant l 'é tuvage.  Les  bandes  en  caou tchouc au tour des  tubes  et des  attaches  de  
p lateau  en  plasti que  doiven t également être  reti rées  avant l 'é tuvage à  haute  températu re  (à  
1 25  °C,  par exemple) .  
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9. 2. 2  Temps  d 'étu vage  

Le  temps  d 'étuvage commence l orsque  tous  les  apparei ls  atte ignent  l a  température  spéci fi ée.  

9. 2. 3  Protection  con tre  les  d éch arg es  él ectrostatiqu es  

I l  convient  de  prendre  des  précau tions  de  man ipu lation  con tre  l es  décharges  é lectrostatiques  
conformément aux normes  nationales  pertinentes  re lati ves  aux é léments  sens ibles  aux 
décharges  é lectrostatiques.  Cela  est  particu l ièrement important s i  l es  d ispos i ti fs  sens ib les  à  
l 'hum id i té  sont man ipu lés  à  l a  main  à  l 'a ide  de  p inces  à  vide  dans  des  cond i ti ons  de  fa ib le  
hum id i té  (en  environnement sec,  après  étuvage,  par exemple).  

Voi r l ' I EC  61 340-5-1 .  

9. 2. 4  Réu ti l i sati on  d es  su pports  

I l  convient  de  consu l ter l a  spéci fication  des  matériaux appropriée  avant  de  réuti l i ser l es  
supports .  

9. 2. 5  Li m ites  d e  brasabi l i té  

9. 2. 5.1  Ri squ e d 'oxydation  

L'étuvage des  d isposi ti fs  sens ib les  à  l ' hum id i té  peu t provoquer une  oxydation  et/ou  une  
croissance in terméta l l ique  des  raccordements  qu i ,  s i  e l l e  est excessive,  peu t engendrer des  
problèmes  de  brasabi l i té  l ors  de  l 'assemblage  de  carte.  La  température  et  l a  durée  d 'étuvage 
des  d ispos i ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té  sont donc l im i tées  par des  considérations  l iées  à  l a  
brasabi l i té.  Sauf i nd ication  con traire  par l e  fourn isseur,  l e  temps  d 'étuvage cumu lé  à  une  
température  supérieure  à  90  °C  et j usqu 'à  1 25  °C  ne  doi t  pas  dépasser 96  h .  S i  l a  
température  d 'étuvage n 'est pas  supérieure  à  90  °C,  l e  temps  d 'étuvage ne  fa i t  l 'obj et  
d 'aucune  l im i te.  Les  températures  d 'étuvage  supérieures  à  1 25  °C  ne  son t pas  adm ises  sans  
consu l tation  du  fourn isseur.  

9. 2. 5.2  Ri squ e de  d ég azage  du  su pport  

I l  convien t de  ve i l l er à  l 'absence  de  dégazage  s ign i ficati f de  matières  depu is  l es  supports  de  
composant,  q u i  pourrai t  avoi r un  impact sur l a  brasabi l i té .  
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An nexe A 
(informative)  

 
Sensibi l i té  à  l 'humi di té  des  assemblages  

Un  assemblage  sem i-fi n i  doi t  être  considéré  comme  un  d ispos i ti f sensib le  à  l ' hum id i té,  avec l a  
classi fication  du  composan t l e  p l us  sens ib le  de  l 'assemblage.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 61 760-4: 201 5  © I EC  201 5  – 61  –

An nexe B  
(informative)  

 
An al yse de  gain /perte  de  masse  

Les  étapes  su ivan tes  son t nécessai res  pour évaluer l 'absorption  et/ou  la  désorption .  

– Mesurer l a  masse  des  échanti l l ons:  répéter cette  étape  5  fo is.  

– Etuver ces  échan ti l l ons  à  1 25  °C  dans  une  chambre  de  stockage à  température  de  1 25  °C  
pendan t 48  h .  

– Mesurer et enreg istrer l a  masse  sèche  de  ces  échanti l l ons.  Répéter cette  étape  5  fo is .  

– P lacer ces  échanti l l ons  dans  une  chambre  de  température  et en  atmosphère  hum ide,  avec 
l e  j eu  de  paramètres  su ivan t:  (85  ±  2 )  °C,  (85  ±  5)  %  HR.  

– Mesurer et  enreg istrer l a  masse  des  échanti l l ons  toutes  l es  24  h  j usqu 'à  l eur saturation  
complète  (1 92  h ,  par exemple) .  

– Transférer ces  échanti l l ons  dans  un  four et  l es  chauffer à  1 25  °C.  

– Mesurer et enreg istrer l a  masse  des  échanti l l ons  tou tes  l es  2  h  pendan t 1 0  h ,  à  l a  
24 e  heure  et à  l a  48e  heu re.  
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An nexe C  
(informative)  

 
Etu vage des  apparei ls  

C. 1  Temps et condi ti on s  d 'étu vage  

Voir 9. 1  et Tableau  7.  

C. 2  Exempl e de processu s  d 'étu vage  

La  F igure  C. 1  ci -après  i nd ique  un  exemple  de  processus  d 'étuvage.  
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Figure C. 1  – Processus  d 'étuvage  
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An nexe D  
(normative)  

 
Etiquettes  de sensi bi l i té  à  l 'h umidité  

D. 1  Objet 

L'obj ecti f de  cette  annexe  est  de  proposer un  symbole  d is ti ncti f e t  des  étiquettes  permettant  
d ' identi fi er l es  apparei ls  exigeant  des  précau tions  d 'embal l age  et  de  man ipu lation  
particu l i ères.  

D. 2  Symbol es  graphi qu es  et éti quettes  

D. 2. 1  Symbol e  g raph i qu e de  sen sibi l i té  à  l 'h u m i d i té  

Le  symbole  g raph ique  conforme à  l ' I EC  6041 7-6093:201 1 -1 5,  Dispositifs sensibles à  
l'humidité  d e  l a  F igure  D . 1  et  l e  symbole  de  la  F igure  D. 2  ind iquent que  l es  d isposi ti fs  sont  
sens ib les  à  l 'hum id i té.  I l s  sont présents  sur toutes  l es  éti quettes  de  m ise  en  garde  de  
sens ib i l i té  à  l ' hum id i té  (MSCL).  

 

Fi gu re D. 1  – Sym bol e  g raph i qu e n ormal i sé  u ti l i sé  su r l es  matériels  

 

Fi gu re  D. 2  – Au tre  sym bol e  d e  sen si bi l i té  à  l 'h u mi d i té   
(ég al em en t u ti l isé  su r l e  march é)  

D. 2. 2  Eti qu ette  d ' id en ti fi cation  d e  sen si bi l i té  à  l 'h u mi di té  (M SI D)  

I l  convient de  p lacer cette  éti quette  sur l 'embal l age  d 'expéd i tion  de  n iveau  in férieur pour 
i nd iquer qu ' i l  contien t  des  d ispos i ti fs  sensib les  à  l 'hum id i té.  I l  est  recommandé  que  l e  
d iamètre  de  cette  éti quette  soi t  d 'au  moins  20  mm.  Voi r l a  F igure  D .3 .  
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An g l ai s  Fran çai s  

Cauti on  Atten tion  

Moistu re-Sensi ti ve  Sensib le  à  l ' hum id i té  

Figu re D. 3  – Eti qu ettes  M SID  (exempl es)  

D. 2. 3  Eti qu ette  d e  mi se en  g ard e d e  sen si bi l i té  à  l 'h u mid i té  (M SCL)  

D. 2. 3. 1  Con ten u  d e  l 'étiq u ette  

Cette  éti quette  est exigée sur l e  sac étanche à  l ' hum id i té  et donne  l es  i n formations  su ivantes:  

•  n i veau  de  class i fication  de  l 'hum id i té;  

•  du rée  l im i te  de  stockage  calcu lée  dans  l e  sac scel l é;  

•  température  maximale  à  l a  surface  supérieure  du  corps  du  d isposi ti f sens ib le  à  l 'hum id i té  
u ti l i sée  pour l a  cl ass i fication  du  d ispos i ti f;  

•  s tockage  en  envi ronnement non  protégé  de  l 'apparei l  à  30  °C  et  60  %  HR;  

•  date  de  fermeture  du  sac,  au  format J JMMAA,  AASS ou  équ ivalent.  

Une  a l ternative  acceptable  cons iste  à  p l acer l es  i n formations  ci -dessus  su r l 'étiquette  de  code  
à  barres  ad j acente.  

D. 2. 3. 2  Tai l l e  d e  l 'éti qu ette  

I l  est recommandé  que  l 'éti quette  soi t  u n  carré  d 'au  moins  75  mm  de  côté.  

D. 2. 3. 3  Cou l eu rs  de  l 'étiqu ette  

Les  cou leu rs  de  l 'éti quette  d ' i denti fication  de  sensibi l i té  à  l ' hum id i té  et  de  l 'é tiquette  de  m ise  
en  garde  doiven t être  contrastées.  Ces  étiquettes  doivent être  adaptées  à  l a  vis ion  normale  à  
une  d istance  de  1  m .  Une  reproduction  monochromatique  en  contraste  avec l 'arrière-plan  peu t 
être  u ti l i sée.  S i  l e  choix de  l a  cou leur est arbi trai re,  i l  est  suggéré  que  

– l e  fond  de  l 'éti quette  MSID  soi t  b leu  (Pantone  #297C)  avec symbole  et l ettres  noi rs ,  

– l e  fond  de  l 'éti quette  de  m ise  en  garde  soi t b l anc avec symbole  et  l ettres  b leus  (cyan).  

Dans  l a  mesure  du  possible,  i l  convien t d 'évi ter l e  rouge,  cette  cou leur suggéran t un  danger 
pour l es  personnes.  
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